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MEMORIA?

INTRODUCCION

En estos dias, no importa cuanta memoria tenga la computadora, nunca parece ser la
suficiente. No hace mucho tiempo, no se escuchaba que para una PC (Computadora
Personal) fuera posible tener 1 6 2 MB (megabytes) de memoria. Ahora, la mayoria
de los sistemas requieren 64MB para ejecutar las aplicaciones basicas. Y hasta 256MB
0 mas, si se necesita para un desempefio Optimo cuando se utilizan programas
graficos y de multimedios.

Como una indicacion de la forma en que han cambiado muchas cosas en las tltimas
dos décadas, considere esto: en 1981, hablando de la memoria de la computadora,
Bill Gates dijo, “640K (apenas la mitad de un megabyte) debera ser suficiente para
cualquiera”.

Para algunos, la ecuacion de la memoria es simple: mientras mas mejor; mientras
menos peor. Sin embargo, para aquellos que quieren saber, esta referencia contiene
respuestas a las preguntas mas comunes y mucho, mucho mas.
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MEMORIA?

EL PAPEL DE LA MEMORIA EN LA COMPUTADORA

La gente en la industria de la computacion con frecuencia utiliza el término
“memoria” para referirse a la memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio). Una
computadora utiliza RAM para mantener instrucciones y datos temporales necesarios
para realizar tareas. Eso permite que el CPU (Unidad central de procesamiento) de
la computadora acepte instrucciones y datos almacenados en la memoria muy
rapidamente.

Un buen ejemplo de esto es cuando el CPU carga un programa de una aplicacion,
como seria un procesador de palabra o un programa de disefio en la memoria,
permitiendo asi que el programa de esa aplicacion trabaje lo mas rapido y
eficientemente posible. En términos practicos, al tener un programa cargado en la
memoria significa que se puede realizar el trabajo mas rapido teniendo que esperar
menos tiempo para que la computadora realice las tareas.

El proceso comienza cuando
ingresa un comando desde el
teclado. El CPU interpreta el
comando y ordena a la unidad de
disco duro cargar el comando o
programa en la memoria. Una vez
que los datos estdn cargados en la
memoria, el CPU puede accesarlos

mucho mas rapido.

Unidad de disco duro

Este proceso de colocar cosas en el CPU necesita un lugar donde pueda obtenerlos
mas rapidamente y es similar a la colocacion de diversos archivos electronicos y
documentos que esta utilizando en la computadora en una sola carpeta o directorio.
Al hacer esto, mantiene todos los archivos que necesita a la mano y evita buscarlos en
distintos lugares cada vez que los necesita.
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LA DIFERENCIA ENTRE MEMORIA Y ALMACENAMIENTO

Con frecuencia, la gente confunde los términos memoria y almacenamiento,
especialmente cuando describen la cantidad que tienen de cada uno de ellos. El
término memoria se refiere a la cantidad de RAM instalado en la computadora,
mientras el término almacenamiento se refiere a la capacidad del disco duro de la
computadora. Para aclarar esta confusion comun, ayuda el comparar a la
computadora con una oficina que tiene un escritorio y un archivero.

El archivero representa el disco
duro de la computadora, que
proporciona almacenamiento para
todos los archivos e informacion
que necesita en la oficina. Cuando
llega a trabajar toma los archivos
que necesita ver que estan en
almacenamiento y los pone en el
escritorio para tener un acceso
facil mientras trabaja en ellos. El
escritorio es como la memoria de
la computadora: mantiene la

informacion.

Considere la metafora del escritorio y el archivero por un momento. Imaginese como
seria si cada vez que quisiera ver un documento o carpeta tuviera que sacarlo del
archivero. Esto haria mucho mas lento el trabajo, sin mencionar que lo volveria loco.
Sin el espacio adecuado en el escritorio, nuestra metafora para la memoria, usted
puede distribuir los documentos que va usar y obtener informacion de éstos
inmediatamente, con frecuencia sélo con un vistazo.

Aqui hay otra diferencia importante entre memoria y almacenamiento: la informacion
almacenada en el disco duro permanece intacta, incluso cuando se apaga la
computadora. Sin embargo, si se apaga la computadora, se pierden los datos que se
mantengan en la memoria. En la metafora del espacio en el escritorio, es como si se tirara
cualquier archivo que se deje sobre el escritorio cuando termina su jornada de trabajo.



{QUEESLA LA GUIA COMPLETA DE MEMORIA KINGSTON TECHNOLOGY

MEMORIA?

—

RAM

Unidad

de disco duro

MEMORIAY DESEMPENO

Se ha probado que el agregar mas memoria a la computadora aumenta se desempefio.
Si no hay suficiente espacio en memoria para toda la informacion que necesita el
CPU, la computadora tiene que configurar la opcion como un archivo de memoria
virtual. Al hacer esto, el CPU reserva espacio en el disco duro para simular memoria
RAM adicional. Este proceso se conoce como “intercambio” y hace mas lento el
sistema. En una computadora promedio, toma aproximadamente 200ns (nano
segundos) para tener acceso a RAM en comparacion con 12,000,000ns para accesar
el disco duro. Para poner esto en perspectiva, jesto es equivalente a una tarea que
normalmente toma 3 1/2 minutos, podria tomar hasta 4 1/2 meses para completarla!

Comparacién de tiempo de
31/
| Minutes acceso entre RAM y el
*~7>77 disco duro.

Tiempo de espera (tiempo de acceso convertido a min.)

ACTUALIZACION DE MEMORIA EN UNA PC: LA VIDA ES BUENA

Si alguna vez ha agregado memoria a la PC, tal vez haya notado una mejora de
rendimiento inmediata. Con una actualizacion de memoria, las aplicaciones
responden mas rapido, las paginas Web se cargan mas rapido y puede tener mas
programas ejecutandose en forma simultanea. En resumen, contar con memoria
adicional puede hacer que disfrute mas el uso de la computadora.
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Operaciones por segundo
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ACTUALIZACIONES DE MEMORIA EN UN SERVIDOR:
LA VIDA ES MUCHO MEJOR

Actualmente, mas y mas gente esta utilizando computadoras en grupos de trabajo y
compartiendo informacion en una red. Las computadoras que ayudan a distribuir la
informacion a la gente en una red se llaman servidores. Y su desempefio tiene un
impacto muy alto en el desempenio de la red. Si un servidor se desempena
pobremente, todos en la red “sufriran”. Por lo tanto, si van a actualizar la memoria en
una PC individual hace una gran diferencia para la persona que la utiliza, una
actualizacion de memoria en un servidor tiene efectos o beneficios ain mayores para
cualquiera que tenga acceso al servidor.

Para entender mejor los beneficios de una memoria ampliada en un servidor, veamos
los resultados de un estudio independiente hecho en servidores basados en
Windows® NT.

Los servidores de

aplicaciones se utilizan

para albergar una amplia

gama de aplicaciones, tales

como programas de

procesamiento de palabras

y hojas de célculo. Al
incrementar la memoria

base de 64MB a 256MB,
0 ! ! ! ! | | | | | | | | | | | | |

T T T T T T U T Windows® NT Server
I 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72

pudo soportar cinco veces
Numero de clientes (sistemas) mas clientes antes que se

redujeran las operaciones

por segundo.
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MEMORIA?
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Aumento de memoria
de 64MB a 128MB

Aumento de memoria
de 256MB a 512MB

Incremento
de 947%

Incremento
de 3000%

Incremento
de 248%

Los servidores Web se
emplean para distribuir
paginas Web en repuesta
a solicitudes http de
usuarios. Al duplicar la
memoria puede acortar
el tiempo de repuesta en
mas de 50%.

Los servidores de
directorio son vitales
para la productividad
corporativa, el manejo
de la mayoria de las
tareas de correo
electrénico y mensajeria.
En este ambiente, mas
memoria aumenta la
velocidad con la que el
servidor puede accesar
informacion desde base
de datos enlazadas. El
duplicar la memoria
aumento el rendimiento
de 248 a 3000%.
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MEMORIA?

;CUANTA MEMORIA NECESITA?

Tal vez ya sabe lo que es trabajar en una computadora que no tiene suficiente
memoria. Puede oir que el disco duro esta operando con mas frecuencia y el simbolo
del cursor del “rejo de pulso” o “reloj de arena” aparecen en la pantalla durante
periodos mas largos de tiempo. Esto puede hacer ejecuciones mucho mas lentas en
algunos momentos, ocasionar que los errores de memoria ocurran con mas
frecuencia, y algunas veces no se puede iniciar una aplicacion o archivo sin cerrar o
salir de otro.

Entonces, jcomo puede determinar si tiene la suficiente memoria o si tendra algin
beneficio si se instala mas? Y si necesita mas, ;cuanto mas? El hecho es que la cantidad
correcta de memoria depende del tipo de sistema que tiene, el tipo de trabajo que va
a hacer y las aplicaciones de software que esta utilizando. Debido a que la cantidad
correcta de memoria tiene la posibilidad de ser distinta en una computadora de
escritorio comparada con la de un servidor, hemos dividido esta seccion en dos
partes, una para cada tipo de sistema.

REQUERIMIENTOS DE MEMORIA PARA UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO

Si esta utilizando una computadora de escritorio, los requerimientos de memoria
dependen del sistema operativo de la computadora y del software de aplicaciones que
esta utilizando. Las aplicaciones de procesamiento de palabras y hojas de célculo de
hoy en dia requieren tan sélo 32MB de memoria para ejecutarse. Sin embargo, los
desarrolladores de software y de sistemas operativos contintian ampliando las
capacidades de sus productos, lo que generalmente significa mayores requerimientos
de memoria. Actualmente, los desarrolladores normalmente asumen que hay una
configuracion de memoria minima de 64MB. Los sistemas utilizados para artes
graficas, imprentas y multimedios necesitan por lo menos 128MB de memoria y es
comun que estos sistemas requieran de 256MB o més para un mejor desempeno.

La tabla de la siguiente pagina proporciona los lineamientos basicos para ayudarle a
decidir cuanta memoria es optima para su computadora de escritorio. La tabla se
divide por sistemas operativos y por diferentes clases de trabajo. Encuentre el sistema
operativo que esta utilizando en la computadora, y después busque las descripciones
de tareas que mas se acerquen a la clase de trabajo que realiza.



49T AWTIS
a9 1-aW9ST
AWTIS-aW8TI
AWTIS-aN9ST
AW9ST-aW8TI
dW8TI-a96
AW9ST-aN8BTI
AWBTI-a96
dW96-aWP9

AWT1S-aW8TI
AWSBTI-ay9
AWY9-aWTE
AWP8E-AINSTI
AWBTI-aWY9
AWP9-aINTE

g9 1-aWTIS
AWTIS-aN9ST
AW9ST-aN8TI
AWTIS-aN9ST
AWIST-aNSTI
AN96-aNY9
AW9ST-aN8TI
dW8TI-a96
AW96-aNF9

BWIISIS 9P OWIXElY O

a9 1-aW9ST
AWPTO1-aW9ST

AWPT01-aIN9ST

AWTIS-aW8TI

AWTIS-aWN9ST

AWIST-ANSTI

*(s9]3u1) Jepueisa oluepadaqe |9p sa.4919e.ed 9p 0uNn(uod |2 anb elowsw sew Jiienbaa uspand ‘fuey owod ‘sofsjdwod sew sauz1eaEd 9P SOIUN[UOD) “BlIOWAW
sew ap epuewsp e| opuesindwi eienupuod 0153 'so1dnpo.d sns e sapepljeuoiduny A seanslieIdeled opueda.de uelenunuod soAnesado sewsisis so| A 24em1os ap saJope|jo.Jesap so| odwan | uoD) ‘sapepisadau
se| A BlIOWSW | BUOIDN|OAS 3Nb BPIPaW B BIqUIED BISS OWOD B|GE3 BUN ‘S3USWIRINIEN| "GO} J11onbau uspand oriadns ows.ixa [ U sea.ey se 0didj OLI03LIDSS OIUSIGUIE UN US OYdd ofeqe.d |9 Ueld|ja. Seayld SeIsq JBIOUR SP JOARY , 4

SOPIUYSP SOIUSWIJE 3P Sisi[eue ‘sauaSewl Sp OpePpow ‘g @D ‘[eet odwan s OapiA ‘S030} 9P ElojdLod UQDIPS ‘UPIBLUIUY - OPesS]

|OLIBSSP ‘S030} BP BJ|IDUSS UQIIPS ‘Bipawninw sauopeuasald ‘g v - OIPA

39Uy 9p seuided ap

sajduus sooyeuS ‘sjdwis uaew ap ugiendiuew ‘-7 J40j0d ap eauy| ap solnqip ‘euiSed ap oussiq - 0438

BIDUSISJUOI0SPIA LOD sefoiduuiod ssuopBuasald ‘SooIUD)/UODESNSSAUI BP SIsifeUR ‘SSpUR.S SOIEP Sp Saseq ‘SEONSIPEISS SaLopedl|dy - opesay
19U.I23U] B 0S3238 ‘s0312940.id 9P UQIDE.ISIUILLPE ‘OPEDISLU/SEIUSA P Sisi[Eue ‘sefd|dwod sauoideuasa.y - OIpa)

sauoEIURSa.Id ‘OLIBpUS[E ‘SO3Bp Sp S3seq ‘sajeliesaudws seoye.d ‘ojnoed ap seloy ‘sausiojul ‘seasandouq - 04981

PaJ € PEPIAIIIAUOD UOD ‘SaUOIDEIUSaId 3p 24emyos ‘safelesauduwa sodye.s ‘pepl|iqeauc) ‘sofsjdwod sojuawndo(] - opesad
odwan owsiw [e sensIqe sauoiedljde 7< ‘ojndjed ap seloy ‘solep Sp 9Seq 9P UQIDE.ASIUILIPE ‘SSUOIDEIIUNWIOD/Xe - OIPI|y|
sojep ap 0sa48ul ‘01UQ.III3[3 03110 ‘seuqejed Bp OIUBIWESIIOI - 0435I

sefa|dwiod sauaSewul ‘OUaSIp ‘ZOA P OIUSIWIDOUOI3 BIISNLL ‘SOLE.IS ‘O3PIA :0WOD BIPSWININW 3P OS( - OpEsdy

sauopruasa.d ‘Ojndje ap sefoy ‘sauadew ap Jed.edsep UL Jod ugiedaAeu ‘sodan| ‘esed US BuIYO Bp sauoed)dy - OIpaly
I9U.I93U] 9P [BUOIDIPE OSN 030 A ODIUQ.IISS O3.LIOD ‘BISEq BJIIDUBUY UQIDE.NSIUIWPE ‘seqejed 9p 0IUSIWESSD0. - 0Ja3I
selojdwod sauaBeLl @ OUBSIP ‘ZOA 3P CIUBILLIDOUODA. “BISNUI ‘SODE.IS ‘03PIA OWOD [E3 SOIPALININW 3P OS() - Opesay
sauopeauasa.d ‘ojnojed ap seloy ‘sauadewl e 1edsap 9auu| Jod uopedaaeu ‘sodan| ‘esed ua euRYo 3p sauoidedl|dy - OIp3y
19U.I93U] 9P 04381 OSN 0.30 A CDIUG.IIFS 0I.LIOD ‘BISEq BJIDUBUY UQPE.NSIUIWPE ‘seqejed 9p 0JUSIWESSd0. - 0103

SOpIUlSP SOIUBWAID 3P ue ‘sauagew) ap opejRpow ‘g @y ‘[ed] odwan us O3PIA ‘sepewiue sauadew| - opesad

19u.491u] ap seuiSed ap ojjo.lesap ‘s010) ap sa|dwis sauoldIpa ‘elpawn|NW sauoeIUasaLd ‘seSanus ‘7 gvD - OIPAl

sajdwis sooyeu3 ‘ojdwis uaSew ap uoide|ndiuew ‘-7 J0jod ap eaul| ap solnqip ‘euiSed ap oussiq - 04331
dv - opesag
39UJIU| B OSIIIE ‘S032940.4d Sp UQIDB.IISIUILLPE ‘OPEIISWI/SEIUSA P Sisjeue ‘sefojdwod sauodeIuasaly - OIpa)y

BIDURJBJUODOSPIA UOD selojdwiod sauoneauasa.d SODILDFYUQIESNSIAUI S SISI[EUE ‘SOPUEIS SOIEP 9P S5Bq ‘SEINSIPEISS SSUOD!

sauoIoeIURSId ‘OlIBPUB[Ed ‘SOIEP OP SOSEQ ‘sojeliesaidwa sedye.d ‘ojnojed ap sefoy ‘saulioju; ‘seasando.y - 0423
PaJ B PEPIANDISUOD UOD ‘sauoideuasald ap a4emyos ‘sajeriesaidws sodye.s ‘pepl|iqeiucd ‘solsdwod soauswndo( - opesaq
odwen owsjw [e senisiqe sauopedjde 7< ‘ojndjed 9p seloy ‘sojep ap seq 9p UQIE.ISIUIWPE ‘SSUOIDBIIUNWOD/XE - OIp3ly

sO3ep 9p 0s248Ul ‘021UQ.III[S 03.110D ‘seiqejed Sp OIUDIWESIIOI] - 04231

saualew ap opejppow
‘[2331p eye.80104 ‘[eas odwan us ospia ‘sefd|dwod s0104 9p UGPIPS ‘sepeLIUE sauRSeW! ‘QE VD — ofs|dwo) e ouelpay

OpIUOS 3p UQIIPS I3UIANU|
op seuided ap 0J|0.LIESIP ‘SOI0) BP UQIDIPS ‘BIPAWIRINW SSUOIDEIUISAI ‘$3.10]0 4 & 7 9p solnqi(] — OUBIP3] & OUBIAI

BIDUDJ2JU0D 03pIA ‘sefs|dwod sauoideIuasa.d ‘sojep ap saseq sapue.s ‘seonsipeiss sauoidedl|dy — ofs|dwo) & ouelpa)y
33U.I93U| B OS9IDE ‘SOIBP BP S3SBQ ‘s032940.d Bp UQIDR.ISIUIWIPE ‘SeoyR.S sauopeIussald ‘seisando.d — oueipal B OUBIAIT

sauopeuasald
‘sesapueuly seoye.s ‘odwan owsiw [e ssuoidedide sajdijnw ap osn ‘sofsjdwod soauswndoq — ofs|dwor) & ouelpaly

19U.193U] B OS3DIE ‘SAUOIDEDIUNWIOD/XE) ‘O[Nd[ed S SElOY ‘01UO.1I3[3 03.1.10 ‘se.qejed 3p JIOPEsad0.I4 — OUBIPI|. B OUBIAI

saJopeys!
A sous1uadu|

seisijeue
A soanndal3

BSED Ud OS

sajuelpnasy

saJopeuasip
A sousiuadu|

selsieue
A soAnndalg

OIIAIBS
A oanessiulwpy

saJopeuasip
A sousiuadu|

seasijeue £
SOARNJ3Ig

OIIAIBS
A oAnensjuiwpy

£ euiSed e eaA xnui oAnedado ewaisis |9 Bey

NTIS-gW8T | :owndg

SIWNBT1 -89 95eq EauN]

‘owlujw owod GWST| A GIk9

a.3ud o8ueJ un Jaud) daue|d I9UIBIU| B PEPIAIRIBUOD
uod | Je| J9MO sauoidedlde uadan s opuend)
‘owlujw o] seuade sa glyz¢ anb ugienuodus

06 BWAISIS [9p SOlJENSN SO ‘03Jequid UIS

"SBW)SIS sono anb BIUNSIPp SJUSBWIBIDUEISNS BUWLIO)
U elIOWAW efaukw Ysoluldel, oAnesado ewaisis |3
SO sHSOLNIDVW

AWIST-GIWH9 :owndo

GNP9-GWTE 958q 3p BBUN]

'sewW A GIp9 B %59 [E Gf [op ouadwasap ap
seJofow uensanw seqanud seT ‘sediseq sauoidedijde
Jeandafe eaed gZE-9| 249Inbau g ,SMOPUIAA

86 oSMOPUIA

AWTI§-GIW8T | ‘owndo

GINSTI-GWp9 1258q 3p Ul

‘BIp U Aoy sauopuny ap easjdwod

ewed eun Jeydaro.ide soliensn so| e a3jw.iad
|BUOISS3)0.d 0007 oSMOPUIAA ‘93UsW US 0J4n3ny.

|3 uod epeuasip £ sajneliod seiopeandwod eaed
035/ "S2.J01J33U. SUOISIPA anb opides sew auemayos
3p sauoiedijde eandale [euoISS9j0Id 0007 «SMOPUIAA
|eu0Iss340.4d 000T «SMOPUIM

GWHT01 — GW9ST ewndo

AIN9ST — AINBT| osed

“eaunu anb oAnonpoud sew Jss usiwiad 3| cjowa.
0s220e ap pepioeded A ‘sdoide| eied opezueae a340dos
‘UQIDBIOQE|OD A UQIDEDIUNWOD 9P SBIUSIWELIDY
se] Jaudau| @ A Bwalsis Ns uod ugmeulSeW!
ns 9p g|e spw Jejuswiiadxe eied pepijiqeyuod
A ousdwaesap ‘peilaqi BpULIG 3] dX SMOPUIAA
[BUOISS9j04d dX @SMOPUIM

Od VNN ViVd VIHOW3IW 3d VdVIW

14



{QUEESLA LA GUIA COMPLETA DE MEMORIA KINGSTON TECHNOLOGY

MEMORIA?

REQUERIMIENTOS DE MEMORIA DEL SERVIDOR

iComo puede saber cuando un servidor requiere mas memoria? Con mucha
frecuencia, los usuarios de la red son buenos indicadores. Si se hacen lentas las
actividades relacionadas con la red tales como el correo electrénico, las aplicaciones
compartidas o la impresion, tal vez se lo hagan saber al administrador de red. Hay
algunas estrategias adecuadas que se pueden utilizar para medir si un servidor tiene
suficiente memoria o no:

* Monitoreo de la actividad del disco del servidor. Si se detecta un intercambio de
discos, generalmente es resultado de una memoria inadecuada.

* La mayoria de los servidores tienen una herramienta que monitores el CPU, la
memoria y la utilizacion del disco. Revise esto en tiempos pico de uso para medir
los picos mas altos en demanda.

Una vez que determina que un servidor necesita mas memoria, hay muchos factores
a considerar cuando se decide cuanta es suficiente:

* ;Qué funciones realiza el servidor (aplicaciones, comunicacion, acceso remoto,
correo electronico, Web, archivos, multimedios, impresion, base de datos)?

Algunos servidores tienen una gran cantidad de informaciéon en memoria a la vez,
mientras que otros procesan informacion en forma secuencial. Por ejemplo, un
servidor con base de datos grande realiza mucho procesamiento de datos; con mas
memoria, dicho servidor tendria la probabilidad de trabajar mucho mas rapido
debido a que los registros que necesita para la busquedas y consultas, se podrian
mantener en memoria, es decir “listos para utilizarse”. Por otro lado, comparado con
un servidor de base de datos, un servidor de archivos tipico puede trabajar en forma
eficiente con menos memoria debido a que su trabajo principal simplemente es
transferir informacion en lugar de procesarla.

* ;Qué sistema operativo utiliza el servidor?

Cada sistema operativo de un servidor maneja la memoria en forma distinta. Por
ejemplo, un sistema operativo para redes (NOS), como el sistema operativo Novell,
maneja informacion en forma muy distinta a un sistema orientado a aplicaciones,
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como Windows NT. La interfaz mas rica de Windows NT requiere mas memoria,
mientras que las funciones de archivo e impresion en servidores tradicionales de
Novell requieren menos memoria.

+ ;Cuantos usuarios tienen acceso al servidor al mismo tiempo?

La mayoria de los servidores estan disefiados y configurados para soportar cierto
ntmero de usuarios a la vez. En pruebas recientes se ha demostrado que este numero
es directamente proporcional a la cantidad de memoria en el servidor. En el momento
que el numero de usuarios excede la capacidad maxima, el servidor recurre a utilizar
espacio en el disco duro como memoria virtual y su desempeno decrece
notoriamente. En estudios recientes con Windows NT, la memoria adicional permitio
que un servidor de aplicaciones incrementara varias veces el ntumero de usuarios
soportados, manteniendo el mismo nivel de desempeno.

* ;Qué clase y cuantos procesadores se instalan en el servidor?

La memoria de los procesadores afecta el desempenio del servidor en forma distinta,
pero trabajan al mismo tiempo. El agregar memoria permite que se maneje mas
informacion al mismo tiempo, mientras que el agregar procesadores permite que la
informacion se procese mas rapido. Por lo tanto, si se agrega energia de
procesamiento al sistema, la memoria adicional permitira que los procesadores
trabajen utilizando su maximo potencial.

* ;Qué tan importante es el tiempo de respuesta del servidor?

En algunos servidores, tales como los servidores Web o de comercio electronico, el
tiempo de repuesta afecta directamente la experiencia, y por lo tanto el ingreso del
cliente. En estos casos, algunos administradores de informatica eligen instalar mas
memoria de la que creen que necesitaran para adaptarse a sobrecargas sorpresa.

Debido a que las configuraciones de servidores implican muchas variables, es dificil
hacer recomendaciones precisas con respecto a la memoria. La siguiente tabla
muestra dos escenarios de actualizacion de servidores.
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DETALLADA

La memoria viene en una variedad de tamanos y formas. En general, parece una
etiqueta verde plana con pequenios cubos negros en ella. Obviamente, hay mucho
mas que eso para crear una memoria. La ilustracion que viene a continuacion muestra
un modulo de memoria tipico e indica algunas de sus caracteristicas mas importantes.

COMO ES LA MEMORIA

DRAM Visién mas cercana del
DIMM de SDRAM de
168 pin

Capa de rastreo interno

Conjunto de circuitos impresos

Puntos de contacto

PCB (TARJETA DE CIRCUITOS IMPRESOS)

La tarjeta verde en la que se encuentran todos los chips de memoria en realidad esta
formada de varias capas. Cada capa contiene trazos y conjuntos de circuitos, lo que
facilita el movimiento de datos. En general, los médulos de memoria de calidad mas
alta utilizan PCB con mas capas. Mientras mas capas tengan el PCB, mayor espacio
habra entre ellas. Mientras mas espacio hay entre los trazos, es menor la posibilidad de
que haya interferencia por sonido. Esto hace que el modulo sea mucho mas confiable.

DRAM (MEMORIA DE ACCESO ALEATORIA DINAMICO)

DRAM es la forma mas comun de RAM. Se llama RAM “dinamica” debido a que s6lo
puede mantener datos durante un periodo corto de tiempo y se debe actualizar en
forma periodica. La mayoria de los chips de memoria tienen capas negras o
cromaticas, o algin empaque, para proteger los conjuntos de circuitos. La siguiente
seccion titulada “Empaques de circuitos” muestra imagenes de los chips que se alojan
en diferentes tipos de empaques de chips.
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PUNTOS DE CONTACTO

Los puntos de contacto, que algunas veces se conocen como “conectores” o “guias’se
conectan al socket de la memoria en la tarjeta del sistema, lo que permite que la
informacion viaje de la tarjeta del sistema al modulo de memoria y de regreso. En
algunos modulos de memoria, estas guias estan cubiertas con estafio mientras que en
otras las guias estan hechas de oro. Para saber mas sobre el tipo de metal de los
contactos, refiérase a la seccion titulada “Estafio contra oro” en la pagina 69.

CAPA DE RASTRO INTERNA

La lupa muestra una capa del PCB en tiras para mostrar los trazos en la tarjeta. Los
trazos son como caminos por los que viajan los datos. El ancho y la curvatura de estos
trazos, asi como la distancia entre ellos afecta tanto a la velocidad como la
confiabilidad del modulo en general. Los disefiadores experimentados disponen, o
“distribuyen”, los trazos para maximizar la velocidad y confiabilidad y minimizar la
interferencia.

EMPAQUE DE CHIPS

El término “empaque de chips” se refiere al material de cubierta alrededor del silicio.
Actualmente, los empaques mas comunes se llaman TSOP (Empaque de delineado
pequenio delgado). Algunos disefios de chips anteriores utilizaban DIP (Empaque
dual en linea-) y SOJ (Guia J de delineado pequeno). Los chips mas nuevos tales
como RDRAM utilizan CSP (Empaque a escala de chips). Veamos los diferentes
empaques de chips a continuacion, para que vea en qué difieren.

DIP (EMPAQUE EN LINEA DUAL)

Cuando era comtn que la memoria se instalara directamente en la tarjeta del sistema
de la computadora, el empaque DRAM de estilo DIP era extremadamente popular.
Los DIP son componentes con orificios, lo que significa que se instalan en orificios
que se extienden hacia la superficie del PCB. Estos se pueden soldar en su lugar o se
instalan en sockets.

DIP
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SOJ (GUIA ) DE DELINEADO PEQUENO)

Los empaques SOJ obtuvieron su nombre debido a las pines que salen del chip tienen
forma de la letra “J”. Los SOJ son componentes que se montan en superficie, es decir,
se montan directamente en la superficie del PCB.

TSOP (EMPAQUE DE DELINEADO PEQUENO DELGADO)

El empaque TSOP, otro disefio de montaje en superficie, obtuvo su nombre debido a
que el empaque era mucho mas pequerio que el diserio SOJ. TSOP primero se utiliz6
para hacer que los modulos de tarjeta de crédito fueran mas delgados para las
computadoras portatiles.

TSOP

sTSOP (EMPAQUE DE DELINEADO PEQUENO DELGADO ENCOGIDO)

sTSOP tiene las mismas caracteristicas de TSOP, pero es la mitad del tamano. Su
diseno compacto permite a los diseniadores de modulos aniadir mas chips de memoria
utilizando la misma cantidad de espacio.

sTSOP

23
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CSP (PAQUETE DE ESCALA DE CHIP)

A diferencia de los empaques DIP, SOJ y TSOP, el empaque CSP no utiliza pines para
conectar el chip a la tarjeta. En lugar de esto, las conexiones eléctricas de la tarjeta se
hacen a través de un BGA (Rejilla de esfera) en la parte inferior del empaque. Los
chips RDRAM (DRAM Rambus) utilizan este tipo de empaque.

e

CSP (vista superior) CSP (vista interior)

APLICACION DE CHIPS

Para modulos de capacidad mas alta, es necesario apilar chips uno sobre otro para
adaptarlos al PCB. Los chips se pueden “apilar” ya sea en forma interna o externa. Los
chips apilados en forma “externa” son visibles, mientras que las disposiciones de
chips apilados en forma “interna” no son visibles.

Ejemplo de chips en

forma externa en pila.
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DE DONDE VIENE LA MEMORIA

FORMACION DEL CHIP

Increible pero cierto: la memoria comienza como arena comun de playa. La arena
contiene silicio, que es el componente primario en la fabricacion de semiconductores
o “chips”. El silicio se extrae de la arena, se derrite, se corta, se planta y se pule en
wafers de silicio. Durante el procesamiento de fabricacion de chips, los patrones
intricados de circuitos se imprimen en los circuitos mediante una variedad de
técnicas. Una vez que se completa esto, los chips se prueban y se cortan. Los chips
buenos se separan y se procede a una etapa llamada “enlace”: este proceso establece
las conexiones entre el chip y las guias de oro o de estano, o las pines. Una vez que
se enlazan los chips, estos se empacan en gabinetes de plastico o ceramica sellados
herméticamente. Después de la inspeccion, estos estan listos para su venta.

FORMACION DEL MODULO DE MEMORIA

Este es el lugar donde los fabricantes del modulo de memoria entran al escenario.
Hay tres componentes principales que forman el modulo de memoria: los chips de la
memoria como el PCB y otros elementos “de tarjetas” tales como resistencias y
capacitores. Los ingenieros de disefo utilizan programas CAD (disefio asistido por
computadoras) para disefiar el PCB. La construccion de una tarjeta de alta calidad
requiere una consideracion cuidadosa de la colocacion y de la longitud de rastros en
cada linea de senal. El proceso basico de la fabricacion de PCB es muy similar al de
los chips de la memoria. La cubierta, las técnicas de grabado crean trazos de cobre en
la superficie de la tarjeta. Después de que se produce el PCB, el modulo esta listo para
ensamble. Sistemas automatizados realizan el ensamble de montaje en la superficie y
de perforacion de los componentes en el PCB. La adicion se realiza con pasta de
soldadura que después se calienta y se enfria para formar un enlace permanente. Los
modulos que pasan la inspeccion se empacan y se envian para la instalacion en una
computadora.

Arena Wafer de Silicio Chip Memoria Computadora

25
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DONDE VA LA MEMORIA EN LA COMPUTADORA

Originalmente, los chips de memoria se conectaban directamente a la tarjeta madre
o0 a la tarjeta de sistema de la computadora. Sin embargo, el espacio en la tarjeta se
hizo después un asunto de importancia. La solucién fue soldar los chips de la
memoria a una pequena tarjeta de circuitos modulares, es decir, un modulo
desmontable que entra en un socket en la tarjeta madre. Este disefio de modulo se
llamo SIMM (Modulo de memoria en linea tnica), y ahorré mucho espacio en la
tarjeta madre. Por ejemplo, un conjunto de cuatro SIMMs puede contener un total
de 80 chips de memoria y ocupar hasta 9 pulgadas cuadradas de area de superficie
en la tarjeta madre. Esos 80 chips instalados en forma plana sobre la tarjeta madre
ocuparian mas de 21 pulgadas cuadradas en ésta.

Actualmente, casi toda la memoria viene en forma de modulos de memoria y se
instala en sockets localizados en la tarjeta madre del sistema. Los sockets de memoria
se pueden localizar facilmente debido a que normalmente son los inicos sockets de
su tamano en la tarjeta. Debido a que es importante para el desemperio de la
computadora que la informacion viaje rapidamente entre la memoria y el procesador,
los sockets de memoria normalmente se localizan cerca del CPU.

Ejemplos de donde se
puede instalar

la memoria.

Extremo Alto PC Mini torre

Computadora portatil Impresora
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BANCOS DE MEMORIAY ESQUEMAS DE BANCOS

Generalmente, la memoria en una computadora esta disefiada y dispuesta en bancos
de memoria. Un banco de memoria es un grupo de sockets o modulos que forman
una unidad logica. Por lo tanto, los sockets de memoria que estan dispuestos
fisicamente en filas pueden ser parte de un banco o pueden dividirse en diferentes
bancos. La mayoria de los sistemas computacionales tienen dos o mas bancos de
memoria, generalmente se llama banco A, banco B, y asi sucesivamente. Y cada
sistema tiene reglas o convenciones de la forma en que se deben llenar los bancos de
memoria. Por ejemplo, algunos sistemas computacionales requieren que todos los
sockets en un banco se llenen con el mismo moédulo de capacidad. Algunas
computadoras requieren que el primer banco aloje los modulos de capacidad mas
altos. Si no se siguen las reglas de configuracion, la computadora no encendera y no
reconocera toda la memoria en el sistema.

Con frecuencia puede encontrar las reglas de configuracion de memoria especificas
para su sistema de computadora en el manual del sistema de la computadora.
También puede utilizar lo que se llama el configurador de memoria. La mayoria de
los fabricantes de memoria de terceras partes ofrecen configuradores de memoria
gratis disponibles en forma impresa o que se accesan en forma electrénica a través de
la Web. Los configuradores de memoria le permiten buscar la computadora y
encontrar los nimeros de partes y las reglas de configuracion de memoria especiales
que aplican a su sistema.

El configurador de memoria de Kingston Technology incluye dibujos del “esquema
de bancos” para miles de sistemas computacionales (un dibujo de esquema de banco
muestra los sockets en el sistema), junto con las instrucciones especiales que enlistan
cualquier regla de configuracion no usual que aplique a estos sistemas. Para mayor
informacion sobre esto, véase “;Qué clase de memoria es compatible con mi sistema?”
en la pagina 75 y “Como leer un esquema de bancos” en la pagina 77.
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COMO FUNCIONA LA MEMORIA CON EL PROCESADOR

Anteriormente ya hablamos de la forma en que la memoria mantiene informacion
en un lugar donde el CPU puede obtenerla rapidamente. Veamos este proceso
con mas detalle.

Pentium* Processor with
Integrated LI and L2 Cache CPU
Backside Bus Between CPU and L2Cache

[Trer—————

Principales componentes de

un sistema de computadora

!emory Controlador de memoria

~ Con
o (e

Conectores Conjunto

de expansién de chips

de memoria

El CPU con frecuencia se conoce como el cerebro de la computadora. Este es el lugar
donde se realizan todas las acciones de la computadora.

El conjunto de chips soporta el CPU. Generalmente contiene varios “controladores”
que controlan la forma en que viaja la informacion entre el procesador y otros
componentes en el sistema. Algunos sistemas tienen mas de un conjunto de chips.

El controlador de memoria es parte del conjunto de chips y este controlador
establece el flujo de informacion entre la memoria y el CPU.
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Un bus es una ruta de datos en una computadora, el cual consiste de varios cables en
paralelo a los que estan conectados al CPU, la memoria y todos los dispositivos de
entrada/salida. El disefio del bus o la arquitectura del bus determina cuantos y qué
tan rapido se pueden mover los datos a lo largo de la tarjeta madre. Hay distintas
clases de buses en el sistema, dependiendo de las velocidades que se requieran para
los componentes en particular.

El bus de memoria va del controlador de la memoria a los sockets de memoria de la
computadora. Los sistemas mas nuevos tienen una arquitectura de bus de memoria
en el que el bus frontal (FSB) va del CPU a la memoria principal y el bus inverso
(BSB), el cual va del controlador de la memoria a la memoria caché L2.

VELOCIDAD DE LA MEMORIA

Cuando el CPU necesita informacion de la memoria, éste envia una solicitud que se
administra en el controlador de memoria. El controlador de memoria envia la
solicitud de la memoria e informa al CPU cuando la informacion estara disponible
para leerla. Este ciclo completo, que va del CPU al controlador de la memoria y de
ahi a la memoria y de regreso al CPU, puede variar en longitud de acuerdo con la
velocidad de la memoria, asi como de otros factores tales como la velocidad del bus.

La velocidad de la memoria a veces se mide en megahertz (MHz), o en términos de
tiempo de acceso, el tiempo real requerido para generar datos, medido en nano
segundos (ns). Ya sea que se mida en megahertz o nano segundos, la velocidad de la
memoria indica la rapidez con la que el médulo de memoria puede generar una
solicitud una vez que la recibe.
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TIEMPO DE ACCESO (NANO SEGUNDOYS)

El tiempo de acceso se mide desde el momento en que el médulo de memoria recibe
una solicitud de datos hasta el momento en que esos datos estan disponibles. Los
chips y los modulos de memoria se utilizan para marcarse con tiempos de acceso que
van de 80ns a 50ns. Con las mediciones de tiempo de acceso (es decir, las mediciones
en nano segundos), un numero inferior indica velocidades mas altas.

En este ejemplo, el

SIMM de 70ns de 72 pines controlador de a
memoria solicita datos
de la memoria y la
memoria reacciona a la
solicitud en 70ns. El
CPU recibe los datos
en aproximadamente
125ns. Asi, el tiempo
total desde que el CPU
hace la primera
solicitud de informacién
hasta que la recibe
puede ser de hasta
195ns cuando se utiliza
un médulo de memoria
de 70ns. Esto es debido
a que toma tiempo
Controlador de memoria para que el controlador
de memoria administre
el flujo de informacién
y la informacién
necesita viajar del
modulo de memoria al
CPU en el bus.
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MEGAHERTZ (MHZ)

Comenzando con la tecnologia DRAM sincronica, los chips de memoria tienen la
capacidad de sincronizarse ellos mismos con el reloj del sistema de la computadora,
haciendo mas facil la medicion de la velocidad en megahertz o millones de ciclos por
segundo. Debido a que esta es la misma forma en que se mide la velocidad en el resto
del sistema, se hace mucho mas facil comparar las velocidades de los distintos
componentes y sincronizar sus funciones. Para entender mejor la velocidad, es
importante entender el reloj del sistema.

RELOJ DEL SISTEMA

Un reloj del sistema reside en la tarjeta madre. Este envia una senal a todos los
componentes de la computadora en ritmo, como un metrénomo. Generalmente, este
ritmo se genera como una onda cuadrada, como la siguiente:

T

Sin embargo, en realidad la senal de reloj real, cuando se ve con un osciloscopio, se
ve mas como el ejemplo que se da a continuacion.

[VAVAVAVAR

Cada onda en esta sefial mide un ciclo de reloj. Si el reloj del sistema funciona a
100MHZ, esto significa que hay 100 millones de ciclos del reloj en un segundo. Cada
accion en la computadora se marca con un tiempo mediante estos ciclos del reloj y
para realizarse, cada accion toma cierto ntimero de ciclos del reloj. Cuando se procesa
una solicitud de la memoria, por ejemplo, el controlador de la memoria puede

informar al procesador que los datos requeridos llegaran en seis ciclos de reloj.

Es posible que el CPU y otros dispositivos funcionen mas rapido o mas lento que el
reloj del sistema. Los componentes de distintas velocidades requieren un factor de
multiplicacion o un factor de division para sincronizarlos. Por ejemplo, cuando un
reloj del sistema de 100MHZ interactia con un CPU de 400MHZ, cada dispositivo
entiende que cada ciclo de reloj del sistema es igual a cuatro ciclos de reloj del CPU;
éstos utilizan un factor de cuatro para sincronizar sus acciones.
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Mucha gente asume que la velocidad del procesador es la velocidad de la
computadora. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, el bus del sistema y otros
componentes funcionan a distintas velocidades.

MAXIMIZACION DEL DESEMPENO

Las velocidades del procesador de la computadora se han incrementado rapidamente
durante los tltimos afnos. Un incremento en la velocidad del procesador aumenta el
desemperio general de la computadora. Sin embargo, el procesador s6lo es parte de la
computadora y se debe apoyar en otros componentes en un sistema para tener funciones
completas. Debido a que toda la informacion que el CPU va a procesar se debe escribir o
leer desde la memoria, el desempefio general de un sistema se afecta seriamente
dependiendo de qué tan rapido pueda viajar la informacion entre el CPU y la memoria
principal.

Por lo tanto, las tecnologias de memoria mas rapida contribuyen bastante al desempefio
general del sistema. Sin embargo, el incremento de velocidad de la memoria misma sélo es
parte de la solucion. El tiempo que toma para que la informacion viaje entre la memoria y
el procesador generalmente es mayor que el tiempo que toma para que el procesador realice
sus funciones. Las tecnologias e innovaciones descritas en esta seccion estan diseniadas para
darle velocidad al proceso de comunicacion entre la memoria y el procesador.

MEMORIA CACHE

Lamemoria caché es una cantidad relativamente pequeiia (normalmente menos de 1MB)
de memoria de alta velocidad que reside muy cerca del CPU. La memoria caché esta
disefiada para proporcionar a la CPU los datos e instrucciones que se solicitan con mas
frecuencia. Debido a que la recuperacion de los datos en la memoria caché toma una
fraccion del tiempo que toma el accesarla desde la memoria principal, el tener una memoria
caché puede ahorrar mucho tiempo. Si la informacion no esta en la memoria caché, todavia
se debe recuperar la memoria principal, pero la verificacion de memoria caché toma tan
poco tiempo que lo vale. Esto es parecido a verificar que en el refrigerador haya la comida
que se necesita antes de correr a la tienda y comprarla: es probable que lo que necesite esté
ahi; si no, s6lo toma un momento en verificarlo.
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Usted podria
preguntar: Si el tener
la memoria caché
cerca del procesador
es tan benéfico, ;por
qué no se utiliza
memoria caché para
toda la memoria
principal? Por una
sencilla razon, la
memoria caché
generalmente utiliza
un tipo de chip de
memoria llamado
SRAM (RAM
estatico), que es mds
caro y requiere mas
espacio por megabyte
que el DRAM, que
normalmente se utiliza
para la memoria
principal. Asi mismo,
mientras la memoria
caché mejora el
desempefio general
del sistema, esto se
hace hasta cierto
punto, el beneficio real
de la memoria caché
es el almacenar las
instrucciones que se
utilizan con mas
frecuencia. Una
memoria caché mas
grande mantendria
mas datos, pero si eso
no se necesita con
frecuencia, no hay un
gran beneficio en
tenerlo junto al

procesador.

El concepto detrds de la memoria caché es la regla “80/20” que establece que todos sus
programas, informacion y datos en la computadora, aproximadamente de 20% se utiliza el
80% del tiempo. (Este 20% de datos puede incluir el codigo requerido para enviar o
eliminar correos electronicos, guardar un archivo en la unidad de disco duro o simplemente
reconocer las teclas que se presionaron en el teclado. En forma inversa, el 80% restante de
los datos en el sistema se utiliza aproximadamente el 20% del tiempo. La memoria caché
tiene sentido debido a que hay una gran posibilidad de que los datos e instrucciones que
el CPU esta utilizando ahora se necesitaran una vez mas.

COMO FUNCIONA LA MEMORIA CACHE

La memoria caché es como una “lista rapida” de instrucciones necesarias para el CPU.
El controlador de memoria guarda en la memoria caché cada instruccion que solicita
el CPU; cada vez que el CPU obtenga una instruccién que necesita de la memoria
caché (llamada un “uso de caché”), esa instruccién se mueve a la parte superior de la
“lista rapida”. Cuando la memoria caché esta llena y el CPU necesita una nueva
instruccion, el sistema sobrescribe en la memoria caché los datos que no se han
utilizado durante el periodo mas largo de tiempo. De esta forma, la informacion
prioritaria que se utiliza continuamente se queda en la memoria caché, mientras que
la informacion que se utiliza con menor frecuencia se elimina.

NIVELES DE MEMORIA CACHE

Actualmente, la mayoria de la memoria caché esta incorporada al chip del procesador
mismo; sin embargo, son posibles otras configuraciones. En algunos caso, un sistema
puede tener una memoria caché localizada dentro del procesador, justo fuera del
procesador en la tarjeta madre y/o puede tener un socket de memoria caché cerca del CPU,
que puede contener un modulo de memoria caché. Sin importar la configuracion,
cualquier memoria caché tiene un “nivel” asignado de acuerdo con su proximidad al
procesador. Por ejemplo, la memoria caché que esta mas cercana al procesador se llama
memoria caché de nivel uno (L1), el siguiente nivel de memoria caché se enumera 1.2,
después L3, y asi sucesivamente. Las computadoras con frecuencia tienen otros tipos de
memoria caché ademas de esta memoria. Por ejemplo, algunas veces el sistema utiliza una
memoria principal como memoria caché para la unidad de disco duro. Aunque no
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hablaremos sobre esto en este manual, es importante hacer notar que el término memoria
caché se puede referir especialmente a la memoria y también a otros tipos de tecnologias
de almacenamiento.

Memoria principal
Puede tomar hasta 195ns

para que la memoria
principal satisfaga una
solicitud de memoria del
CPU. La memoria caché
externa puede satisfacer
CPU con caché externa de  una solicitud de memoria
16KB (Nivel primario ) del CPU hasta 45ns.

CPU con caché externa de
256KB (Nivel secundario 2)

DISPOSICION DE LA TARJETA DEL SISTEMA

Como tal vez ya lo sepa, la colocacion de los modulos de memoria en la tarjeta del
sistema tiene un efecto directo en el desempeno del sistema. Debido a que la memoria
local debe mantener toda la informacion que el CPU necesita procesar, la velocidad a
la que pueden viajar los datos entre la memoria y el CPU es muy importante para el
desempertio general del sistema. Y debido a que los intercambios de la informacion
entre el CPU y la memoria tienen un tiempo tan limitado, la distancia entre el
procesador y la memoria se convierte en otro factor importante en el desemperio.

INTER-ESTRATIFICACION

El término Inter-estratificacion se refiere a un proceso en el que el CPU alterna la
comunicacién entre dos o mas bancos de memoria. La tecnologia de Inter-
estratificacion generalmente se utiliza en sistemas grandes tales como servidores o
estaciones de trabajo. Esta es la forma en que funciona: Cada vez que el CPU se
dirige a un banco de memoria, el banco necesita aproximadamente un ciclo de reloj
para “restablecerse”. El CPU puede ahorrar tiempo de procesamiento dirigiéndose al
segundo banco mientras se establece el primer banco. La Inter-estratificacion
también puede funcionar dentro de los chips de memoria para mejorar el
desempeno. Por ejemplo, las celdas de memoria dentro del chip SDRAM se dividen
en dos bancos de celdas independientes, que se pueden activar en forma

37



38

COMO FUNCIONA

Tanto la explosion
como la tuberia se
hicieron populares
aproximadamente al
mismo tiempo que la
tecnologia EDO se
puso a disposicion de
la gente. Los chips
EDO que
caracterizaron estas
funciones se llamaron
“EDO de explosion”
6 “EDO de explosion

de tuberia”.

LA GUIA COMPLETA DE MEMORIA KINGSTON TECHNOLOGY

simultdnea. La Inter-estratificacion entre dos bancos de celdas produce un flujo
continuo de datos. Esto reduce la longitud del ciclo de memoria y da como resultado
velocidades mas rapida de transferencia.

EXPLOSION

La explosion es otra tecnologia de ahorro de tiempo. El propédsito de una explosion
es proporcionar al CPU los datos adicionales desde la memoria con base en la
posibilidad que se puede necesitar. Por lo tanto, en lugar de que el CPU recupere
informacion de la memoria pieza por pieza, ésta toma un bloque de informacion de
varias direcciones consecutivas de memoria. Esto ahorra tiempo debido a que hay
una similitud estadistica con la siguiente direccion de datos que el procesador
solicitara y éste sera secuencial con el anterior. De esta forma el CPU obtiene
instrucciones que necesita sin tener que enviar una solicitud individual para cada
una. La explosion puede funcionar con diferentes tipos de memoria y puede
funcionar cuando se leen o se escriben datos.

ENTUBADO

El entubado es una técnica de procesamiento de la computadora cuando una tarea se
divide en una serie de etapas, terminando parte del trabajo en cada uno. A través de
la division de una tarea grande en varias pequeiias, las tareas superpuestas, el
entubado se utiliza para mejorar el desempeno mas alla de los que es posible con un
procesamiento no entubado. Una vez que se inicia el flujo a través de los tubos, la
velocidad de ejecucion de las instrucciones es alta, a pesar del nimero de etapas a
través de las cuales pasan.
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MEMORIA HAYEN
UN MODULO?

Hasta ahora, hemos hablado de los atributos técnicos de la memoria y en la forma en
que trabaja en un sistema. Lo que queda saber son los detalles técnicos, los “bits y
bytes”, como se les llama. Esta seccion cubre el sistema de numeracion binario, que
forma la base de la computacion, asi como el calculo de la capacidad del modulo de
una memoria.

BITSY BYTES

Las computadoras hablan en un “c6digo” llamado lenguaje de la méaquina, se utiliza
solo dos numerales: 0 y 1. Las diferentes combinaciones de 0 y 1 forman lo que se
llaman numeros binarios. Estos ntimeros binarios forman instrucciones que van a
los chips y a los microprocesadores que dan impulso a los dispositivos de
computacion, como computadoras, impresoras, unidades de disco duro y asi
sucesivamente.

Tal vez usted escucho los términos “bits” y “bytes”. Ambos términos son unidades de
informacion que son importantes para la computacion. El término bit es la
abreviatura para “digito binario”.

Como el nombre lo sugiere, un bit representa un solo digito en un numero binario;
un bit es la unidad mas pequena de informacion que se utiliza en computacion y
puede tener un valor ya sea de 1 ¢ de 0. Un byte consiste en 8 bits. Casi todas las
especificaciones de las capacidades de una computadora se representan en bytes. Por
ejemplo, la capacidad de la memoria, las velocidades de transferencia de datos y la
capacidad de almacenamiento de datos todas se miden en bytes o multiplos de éstos
(tales como kilobytes, megabytes o gigabytes).

Este asunto de los bits y los bytes se hace importante cuando se habla de dispositivos
y componentes de computadora trabajando juntos. Aqui, nos referiremos
especificamente a la forma en que los bits y los bytes forman la base del desemperio
e interaccion de los componentes de memoria de medicién con otros dispositivos
como el CPU.
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MEMORIA HAYEN
UN MODULO?

LOS REQUERIMIENTOS DEL CPUY LA MEMORIA

El CPU de una computadora (unidad central de procesamiento) procesa datos en
pedazos de 8 bits. Estos pedazos como ya se dijo en la seccion anterior, normalmente
se conocen como bytes. Debido a que un byte es la unidad fundamental del
procesamiento, la potencia de procesamiento del CPU con frecuencia se describe en
términos del nimero maximo de bytes que puede procesar en un momento dado. Por
ejemplo, los microprocesadores Pentium y PowerPC actualmente usan trayectoria de
datos de 64 bits, lo que significa que pueden procesar informacion de 64 bits u 8
bytes de manera simultanea.

Cada transaccion entre el CPU y la memoria se le llama un ciclo de bus. El numero
de bits de datos que el CPU puede transmitir durante un ciclo de bus sencillo afecta
el desempenio de una computadora y establece el tipo de memoria que requiere esta
computadora. La mayorfa de las computadoras de escritorio utilizan actualmente
DIMM de 168 pines, que soportan rutas de datos de 64 bits. Los SIMM de 72 pines
anteriores estaban disefiados para soportar una trayectoria de datos de 32 bits.
Cuando utilizado en configuraciones que soportan una trayectoria de datos 64 bits,
tenian que ser instalados en pares, con cada par de modulos formando un banco de
memoria. EI CPU se comunicaba con el banco de memoria como una unidad logica.

Algo interesante es que los moédulos RIMM, que son mds nuevos que los DIMM,
utilizan rutas de datos de 16 bits, mas pequeiias; sin embargo, trasmiten informacion
muy rapido, enviando diversos paquetes de datos a la vez. Los modulos RIMM
utilizan tecnologia de entubado para enviar cuatro paquetes de 16 bits al mismo
tiempo a un CPU a 64 bits, de tal forma que la informacion se siga procesando en
paquetes de 64 bits.
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MEMORIA HAYEN
UN MODULO?

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE UN MODULO

La memoria mantiene la informacion que el CPU necesita procesar. La capacidad de
los chips y los modulos de memoria se describe en megabits. (millones de bits)
megabytes (millones de bytes). Cuando se trata de averiguar cuanta memoria se tiene
en un moédulo, hay dos cosas importantes que se deben recordar:

Un modelo consiste en un grupo de chips. Si se agregan las capacidades de todos los
chips en el modulo, puede obtener una capacidad total del modulo. Las excepciones
a esta regla son:

* Si alguna parte de la capacidad se esta utilizando para otra funcion, tal como una
verificacion de errores.

* Si alguna parte de la capacidad no se esta utilizando, por ejemplo, algunos chips
pueden tener filas extra que se utilizan como respaldos (esto no es comun).

Mientras la capacidad de los chips generalmente se expresa en megabits, la capacidad
del modulo generalmente se expresa en megabytes. Esto puede ser confuso,
especialmente debido a que mucha gente utiliza sin saber la palabra bit cuando
quieren decir byte y viceversa. Para ayudar aclarar esto, adoptaremos las siguientes
normas en este manual:

Cuando hablemos de la cantidad de memoria en un modulo, utilizaremos el término
“capacidad del modulo”; cuando nos estemos refiriendo a los chips, utilizaremos el
término “densidad de chip”. La capacidad del modulo se medira en megabytes (MB)
con ambas letras de la abreviatura escritas en maytsculas y la capacidad de chips se
medira en megabits (Mbit) y escribiremos la palabra “bit” en letras mintsculas.

COMPONENTE EXPRESSION UNIDADES EJEMPLO
DE CAPACIDAD DE CAPACIDAD

Chips Densidad de chips Mbit (Megabits) 64Mbit

Médulos de memoria Capacidad del médulo MB (Megabytes) 64MB
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MEMORIA HAYEN

UN MODULO?

DENSIDAD DE LOS CHIPS

Cada chip de memoria es una matriz de pequenas celdas. Cada celda mantiene un bit
de informacion. Los chips de memoria se describen por la cantidad de informacion
que pueden mantener. A esto lo llamamos densidad de chip. Tal vez usted ha
encontrado ejemplos de densidades de chip, tales como “SDRAM de 64Mbit” o “8M
por 8”. Un chip de 64 Mbit tiene 64 millones de celdas y puede mantener 64 millones
de bits de datos. La expresion “8M por 8” describe una clase de chip de 64Mbit con
mas detalle.

En la industria de las memorias, las densidades de chips DRAM con frecuencia se
describen por su organizacion de celdas. El primer ntimero en la expresion indica la
profundidad del chip (en ubicaciones) y el segundo nimero indica el ancho del chip
(en bits). Si se multiplica la profundidad por el ancho, se obtendra la densidad del
chip. Aqui hay algunos ejemplos.

TECNOLOGIA DE CHIPS DISPONIBLE ACTUALMENTE

PROFUNDIDAD DE ANCHO DEL CHIP DENSIDAD DEL CHIP =
CHIPS EN MILLONES EN BITS PROFUNDIDAD x
DE UBICACIONES ANCHO
Chips de 16 Mbit
4Mx4 4 4 16
IMx16 | 16 16
2Mx8 2 8 16
16Mx| 16 [ 16
Chips de 64 Mbit
4Mx16 4 16 64
8Mx8 8 8 64
16Mx4 16 4 64
Chips de 128 Mbit
8Mx|6 8 16 128
16Mx8 16 8 128
32Mx4 32 4 128
Chips de 256 Mbit
16Mx16 16 16 256
32Mx8 32 8 256
64Mx4 64 4 256
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MEMORIA HAYEN
UN MODULO?

CAPACIDAD DEL MODULO

Es facil calcular la capacidad de un moédulo de memoria si se saben las capacidades
de los chips que hay en éste. Si hay 8 chips de 64 Mbits, es un médulo de 512 Mbits.
Sin embargo, debido a que la capacidad de un modulo se describe en megabytes, y
no en megabits, se deben convertir los bits a bytes. Para hacer esto, se divide el
numero de bits entre 8. En el caso del moédulo de 512Mbit:

512Mbits = 64MB

8 bits por byte

Tal vez haya escuchado que los médulos de memoria estandar en la industria se
describen como: “4M x 32” (es decir, “4Meg por 327), o “16M x 64” (“16Meg por 64”).
En estos casos, calcule la capacidad del modulo exactamente como si fuera un chip:

4Mx32 es 128Mbits 16Mx64 es 1024Mbits
~128Mbits | dulo de 16MB —1024Mbits s dulo de 128MB
8 bits por byte 8 bits por byte

Aqui hay otros ejemplos adicionales.

TIPOS DE MODULO ESTANDAR

ESTANDAR | PROFUNDIDAD ANCHO EN MBTIS = EN MB =
EN UBICACIONES | EN BITS PROFUNDIDAD | MBITS/8
DE DATOS POR ANCHO
IMx32 [ 32 2 4
2Mx32 2 2 64 8
72 pines | 4Mx32 4 2 128 16
8Mx32 8 32 256 2
16Mx32 6 2 512 64
32Mx32 32 2 1024 128
8Mx64 8 64 512 64
16Mx64 6 64 1024 128
168 pines | 32Mxé4 2 64 2048 256
64Mx64 64 64 4096 512
128Mx64 128 64 8192 1024
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MEMORIA HAYEN
UN MODULO?

Como se mencion6 anteriormente, sélo hay espacio para cierto nimero de chips en
un PCB. Con base en un DIMM de 168 pines estandar de la industria, la capacidad
mas alta que los fabricantes de modulos pueden alcanzar utilizando; chips de
64Mbits, es 128MB con chips de 128Mbits, el modulo mas grande posible es a
256MB, y con chips de 256Mbits, el modulo mas grande posible es a 512MB.

APILAMIENTO

Muchos servidores y estaciones de trabajo grandes requieren modulos de mayor
capacidad para lograr capacidades de memoria del sistema de varios gigabytes o mas.
Hay dos formas de incrementar la capacidad de un modulo. Los fabricantes pueden
apilar chips uno sobre otro, o pueden apilar tarjetas.

APILAMIENTO DE CHIPS

Con el apilamiento de chips, dos chips se apilan y ocupan el espacio que
normalmente ocuparia uno. En algunos casos, el apilamiento se realiza en forma
interna en la planta de fabricacion del chip y puede parecer en realidad un solo chip.
En otros casos, los chips se apilan en forma externa. El ejemplo que se da a
continuacion muestra dos chips apilados en forma externa.

Ejemplo de chips apilados

en forma externa.
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MEMORIA HAYEN
UN MODULO?

APILAMIENTO DETARJETAS

Como se puede esperar, el apilamiento de tarjetas implica colocar dos conjuntos de
tarjetas de circuitos impresos del modulo de memoria juntas (PCB). Con el
apilamiento de tarjetas una tarjeta secundaria se monta sobre una tarjeta primaria que
se adapta al socket de memoria en la tarjeta madre del sistema.

Ejemplo de médulo apilado.

Apilacién terminada

Tarjeta Primaria

Tarjeta Secundaria
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DIFERENTES CLASES DE MEMORIA

FACTORES DE FORMA DEL MODULO
TECNOLOGIAS PRINCIPALES DE LOS CHIPS
TECNOLOGIAS DE MEMORIA PARA PROCESAMIENTO DE VIDEOS O GRAFICOS
OTRAS TECNOLOGIAS DE MEMORIA DE LAS QUE HA ESCUCHADO HABLAR
VERIFICACION DE ERRORES

OTRAS ESPECIFICACIONES






DIFERENTES
CLASES DE
MEMORIA
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Algunas personas les gusta saber mucho sobre los sistemas computacionales que
tienen, disfrutan investigar las tecnologias recientes y se divierten explorando sus
sistemas. Otras evitan completamente abrir sus sistemas. Si es un técnico habil o
adquiri6 una computadora por primera vez, este capitulo le ayudara a aumentar su
conocimiento de memoria para optimizar el uso de su sistema.

FACTORES DE FORMA DEL MODULO

La forma mas facil de categorizar la memoria es por el factor de forma. El factor de
forma de cualquier modulo de memoria describe su tamario y su configuracion de
pines. La mayoria de los sistemas computacionales tienen sockets de memoria que
pueden aceptar solo un factor de forma. Algunos sistemas computacionales estan
disefiados con mas de un tipo de socket de memoria, lo que permite tener una opcion
entre dos o mas factores de forma. Generalmente, dichos disefios son resultado de los
periodos de transicion en la industria cuando no se tiene claro qué factores de forma
tenderdn a predominar o estaran mas disponibles.
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DIFERENTES
CLASES DE
MEMORIA
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SIMMS

Como se mencionod anteriormente, el término SIMM significa Modulo sencillo de
memoria en linea. Con los SIMMs, los chips de memoria se sueldan sobre un
conjunto de tarjetas circuitos impresos (PCB), que se insertan en un socket en la
tarjeta del sistema.

Los primeros SIMMs transferian 8 bits de datos a la vez. Mas tarde, a medida que los
CPUs comenzaron a leer datos en fragmentos de 32 bits, se desarrollé6 un SIMM mas
amplio, que podia suministrar 32 bits de datos al mismo tiempo. La forma mas facil
de diferenciar entre estos dos tipos de SIMMs era el numero de pines o conectores.
Los modulos anteriores tenian 30 pines y los modulos mas nuevos tienen 72 pines.
Por lo tanto, estos se conocieron comtnmente como los SIMMs de 30 pines y los
SIMMs de 72 pines.

Otra diferencia importante entre los SIMMs de 30 pines y los SIMMs de 72 pines es
que los SIMMs de 72 pines miden 3/4 de pulgada (aproximadamente 1.9cm) mas que
los SIMMs de 30 pines y tienen una muesca en la mitad inferior de PCB. La grafica
que se ve continuacion compara los dos tipos de SIMMs e indica sus anchos de datos.

Comparacién de un SIMM de
30 pines y de uno de 72 pines.

SIMM de 30 pines de 3.5"
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DIMMS

Los Modulos duales de memoria en linea, o DIMMSs, se parecen mucho a los SIMMs.
Como los SIMMs, la mayoria de los DIMMs se instalan en forma vertical en los
sockets de expansion. La diferencia principal entre los dos es que un SIMM, las pines
de los lados opuestos de la tarjeta estan “unidas” para formar un contacto eléctrico;
en un DIMM, las pines opuestas permanecen eléctricamente aisladas para formar dos
contactos separados.

Los DIMMs de 168 pines transfieren 64 bits de datos a la vez y normalmente usan en
configuraciones de computadora que soportan un bus de 64 bits o un bus de
memoria mas amplio. Algunas de las diferencias fisicas entre los DIMMs de 168 pines
y los SIMMs de 72 pines incluyen: la longitud del modulo, el ntimero de muescas en
el modulo y la forma en que se instala el modulo en el socket. Otra diferencia es que
muchos SIMMs de 72 pines se instalan con una ligera inclinacion, mientras que los
168 pines se instalan en forma recta en el socket de la memoria y permanecen
completamente verticales con relacion con la tarjeta madre del sistema. La ilustracion
que viene a continuacion compara un DIMM de 168 pines con un SIMM de 72 pines.

Comparacién de un
SIMM de 72 pines y de
uno DIMM de 168 pines.

DIMM de 168 pines de 5.25"
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SO DIMMS

Un tipo de memoria que se utiliza comtinmente en las computadoras portatiles se
llama SO DIMM o DIMM de delineado pequeno. La principal diferencia entre un
SO DIMM y un DIMM es que el SO DIMM, debido a que su uso es para
computadoras portatiles, es significativamente mas chico que el DIMM estandar. Los
SO DIMMs de 72 pines tienen 32 bits y los de 144 tienen 64 bits de ancho.

Comparacién de un
DIMM de 72 pines y un
DIMM de 144 pines

SO DIMM de 72 pines de 2.35" SO DIMM de 144 pines de 2.66"

RIMMsY SO RIMMs

RIMM es el nombre de la marca para el modulo directo de memoria Rambus. El
RIMM es similar al DIMM, pero tiene un conteo de pines distinto. Los RIMM
transfieren datos en pedazos de 16 bits, el acceso es mas rapido y la velocidad de
transferencia genera mas calor. Una cubierta de aluminio, llamada dispersor de
calor, cubre el modulo para proteger a los chips de sobrecalentamiento.

Un RIMM Rambus
directo de 184 pines

RIMM Rambus de 16 d demostrado con
) it
e B distribuidores de

calor alejados.

Distribuidores de Calor



DIFERENTES LA GUIA COMPLETA DE MEMORIA KINGSTON TECHNOLOGY
CLASES DE
MEMORIA

Las tarjetas PC utilizan un Un SO RIMM es similar a un SO DIMM, pero utiliza tecnologia Rambus.
protocolo de entrada/

salida que antes se
conocia como PCM-
CIA (Asociacion

Internacional de

Heat Spreader

Un Médulo SO RIMM
Tarjetas de Memoria de 160 pines
para Computadoras
Personales). Esta norma
esta disefiada para
agregar dispositivos de
entrada/ salidas tales
como adaptadores de
red, fax/ médem o

unidades de disco duro a

computadores portatiles.
Debido a que la memoria
de tarjeta PC se parece a MEMORIA DE TARJETA DE CREDITOY DE TARJETA PARA PCS

los tipos de tarjetas

disefiados para utilizarse Antes de que los SO DIMMs se hicieran populares, la mayoria de las memorias
en una ranura de tarjeta portatiles se desarrollaron utilizando disefios propios. Siempre es mas accesible en
de computadora portiti, costo para un fabricante el utilizar componentes estandar y, a cierto nivel, se

algunas personas se han .. . . o s e
popularizé utilizar el mismo empaque tipo “tarjeta de crédito” como empaque para la

confundido pensando que

los médulos de memoria memoria que se utiliza en las Tarjetas para PCs de hoy en dia. Debido a que los

se pueden utilizar en la modulos parecen Tarjetas para PCs, mucha gente pensaba que las tarjetas de memoria
ranura de la tarjeta PC. podrian entrar en las ranuras de Tarjetas para PCs. En este entonces, la memoria se
Hasta la fecha, RAM no describio como “Memoria de tarjeta de crédito” debido a que el factor de forma era
::ri:::g::?g;e:;:; del tamario aproximado de una tarjeta de crédito. Debido a su factor de forma
la tecnologa o permite compacta, la memoria de tarjeta de crédito fue ideal para aplicaciones de
que el procesador se computadoras portatiles donde el espacio es limitado.

comunique con la

velocidad suficiente

con la memoria. En la superficie, la

Actualmente, el tipo de memoria de tarjeta de
memoria mas comin crédito no se parece a
en los médulos de una configuracién de

tarjetas para PC es la moédulo de memoria
memoria Flash. tipico. Sin embargo
por dentro encontrara
chips de memoria

TSOP estandar.
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Esta seccion presenta las tecnologias de memorias mas comunes que se utilizan para
la memoria principal: esta ruta critica ofrece una descripcion general de la evolucion
a la memoria.

ANO DE i TECNOLOGIA LIMITE DE RENDIMIENTO
INTRODUCCION VELOCIDAD MAXIMO

1987 FPM 50ns 230 MB/s

1995 EDO 50ns 400 MB/s

1996 PC66 SDRAM 66MHz 533 MB/s

1998 PC100 SDRAM 100MHz 800 MB/s

1999 PC133 SDRAM 133MHz 1066 MB/s

1999 RDRAM 800MHz 1600 MB/s

2000 DDR SDRAM 266MHz 2100 MB/s

TECNOLOGIAS PRINCIPALES DE CHIPS

Generalmente es muy facil distinguir los factores de forma de un modulo de memoria
debido a sus diferencias fisicas. La mayoria de los factores de forma de los modulos
pueden soportar diversas tecnologias de memoria, por lo que es posible que dos
modulos se parezcan cuando, de hecho, no es asi. Por ejemplo, un DIMM de 168
pines se puede utilizar para EDO, DRAM sincrénico o algiin otro tipo de memoria.
La tnica forma de decir en forma precisa el tipo de memoria que contiene el modulo
es interpretar las marcas de los chips. Cada fabricante de chips DRAM tiene diferentes
marcas y nimeros de parte para identificar la tecnologia del chip.

MODO DE LOCALIZACION RAPIDA (FPM)

En algin momento, FPM fue la forma mas comtn de DRAM que se encontr6 en las
computadoras. De hecho, fue tan comun que la persona simplemente lo llamo
“DRAM”. FPM ofreci6 una ventaja sobre las tecnologias de memoria anteriores debido
a que permitia un acceso mas rapido a los datos localizados en la misma fila.
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DATOS AMPLIADOS HACIA FUERA (EDO)

En 1995, EDO se convirti¢ en la siguiente innovacién de memorias. Era similar al
FPM, pero con una pequefia modificacion que permitié que ocurrieran accesos de
memoria consecutivos mucho mas rapido. Esto significo que el controlador de
memoria podia ahorrar tiempo cortando algunos pasos en el proceso de
direccionamiento. EDO habilitaba la CPU para acceder a la memoria de un 10 al 15%
mas rapido que el FPM.

DRAM SINCRONICO (SDRAM)

Al final de 1996, SDRAM comenzo aparecer en los sistemas. A diferencia de las
tecnologias anteriores, SDRAM esta disefiado para sincronizarse a si mismo con la
temporizacion del CPU. Esto permitia que el controlador de memoria supiera el ciclo
de reloj exacto cuando estuvieran listos los datos solicitados para que el CPU ya no
tuviera que esperar entre los accesos de memoria. Los chips SDRAM también
aprovechan las funciones de Inter-estratificacion y de explosién, que hace la
recuperacion de la memoria atin mas rapida. Los modulos SDRAM vienen en distintas
velocidades para sincronizarse con las velocidades de reloj de los sistemas en donde
se estaran utilizando. Por ejemplo, el SDRAM PC100 corre a 100MHz, la SDRAM
PC133 corre a 133MHz y asi sucesivamente.

RAMBUS DIRECTO

Direct Rambus® (Rambus directo) es una arquitectura y estandar de interfaz de DRAM
que presenta un reto a los sistemas tradicionales de memoria principal. Se transfieren
datos a velocidades hasta 800MHz sobre un bus estrecho de 16 bits llamado canal
Direct Rambus. Esta alta velocidad de reloj es posible debido a una funcion llamada
“de doble reloj”, que permite que las operaciones ocurran tanto en los limites de
elevacion como en los limites de caida del ciclo de reloj. Asimismo, cada dispositivo
de memoria en un modulo RDRAM proporciona hasta 1.6 gigabytes por segundo de
ancho de banda, el doble de ancho de banda disponible con el SDRAM de 100MHz.
Hay tres tipos de velocidad disponibles: 600, 700 y 800 MHz la industria los llama
PC600, PC700 Y PCB00 respectivamente.
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Puede haber
escuchado referencias
a la memoria DDR en
términos de velocidad
o ancho de banda.
Para aclarar la
diferencia:

JEDEC, la organizacion
que establece
estandares para la
industria de
semiconductores,
determiné que los
chips de memoria
DDR deben ser
denominados por su
velocidad, y médulos
DDR DIMM deben ser
llamados por su ancho
de banda méximo. Por
ejemplo, chips de
memoria DDR es
SDRAM de 266 MHz
son llamados DDR266
y un DIMM DDR de
266 MHz es llamado
PC2100 DIMM.
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DRAM SINCRONICO DE VELOCIDAD DOBLE DE DATOS (DDR SDRAM)

DDR SDRAM es una tecnologia evolutiva derivada de la madura tecnologia SDRAM.
Esto permite que el chip de la memoria realice transacciones en los limites de
incremento y de caida del ciclo del reloj. Por ejemplo, con DDR SDRAM, una
velocidad de reloj de bus de memoria a 133MHz genera una velocidad de datos
efectiva de 200MHz ¢ 266MHz, respectivamente. DDR DIMMs tienen las mismas
dimensiones fisicas de SDRAM DIMMs, sin embargo, en lugar de tener dos muescas
y 168 pines, tienen una muesca y 184 pines. Por lo tanto, la memoria DDR no es
compatible con SDRAM.

TECNOLOGIAS DE MEMORIA PARA PROCESAMIENTO DE
VIDEO O GRAFICOS

Ademas de las tecnologias de chip diseniadas para su uso en la memoria principal,
también hay tecnologias de memoria de especialidad que se han desarrollado para
aplicaciones de video.

VIDEO RAM (VRAM)

VRAM es una version de video de la tecnologia FPM. VRAM normalmente tiene dos
puertos en lugar de uno, lo que permite que la memoria asigne un canal para la
actualizacion de la pantalla mientras el otro se enfoca en cambiar las iméagenes en la
pantalla. Esto trabaja en forma mas eficiente que el DRAM normal cuando viene
acompanado con aplicaciones de video. Sin embargo, debido a que los chips de
memoria de video se utilizan en cantidades mucho menores que los chips de
memoria principal, estos tienden a ser mas caros. Por lo tanto, un desarrollador de
sistema puede elegir entre utilizar una DRAM regular en un subsistema de video,
dependiendo si el costo o el desempernio es el objetivo de este diserio.

RAM DE VENTANA (WRAM)

WRAM es otro tipo de memoria con puerto dual que también se utiliza en sistemas
intensivos de graficos. Difiere ligeramente VRAM en cuanto a que el puerto de
desplegado es menor y soporta caracteristicas EDO.
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RAM SINCRONICO DE GRAFICOS (SGRAM)

SGRAM es una ampliacion especifica de video SDRAM que incluye caracteristicas de
lectura / escrituras especificos para graficos. SGRAM también permite que los datos
se recuperen y modifiquen en bloques, en lugar de hacerlo en forma individual. Esto
reduce el namero de lecturas y escrituras que debe realizar la memoria y aumenta el
desempenio del controlador de graficos haciendo mas eficiente el proceso.

RAMBUS DE BASEY RAMBUS CONCURRENTE

Antes de que incluso compitiera como memoria principal, la tecnologia Rambus ya
se estaba utilizando en la memoria de video. La tecnologia de memoria principal
Rambus actual se llama Direct Rambus. Las dos formas anteriores de Rambus de base
y Rambus concurrente. Durante muchos afios, estas formas de Rambus se han
utilizado en aplicaciones especializadas de video en algunas estaciones de trabajo y
sistemas de video juegos como Nintendo™ 64.

OTRAS TECNOLOGIAS DE MEMORIA DE LAS QUE HA
ESCUCHADO HABLAR

SDRAM MEJORADA (ESDRAM)

Para incrementar la velocidad y eficiencia de los modelos de memoria estandar
algunos fabricantes han incorporado una pequena cantidad SRAM directamente en el
chip, creando en forma efectiva una memoria caché dentro del chip. ESDRAM es
esencialmente SDRAM, mas una pequenia cantidad de memoria caché SRAM, lo que
permite las operaciones de explosion de hasta 200MHz. Al igual que con la memoria
caché externa, el objetivo de la memoria caché DRAM es mantener los datos que se
utilizan con mas frecuencia en la memoria caché SRAM para minimizar los accesos a
la DRAM mis lenta. Una ventaja del SRAM incluido en el chip es que este habilita un
bus amplio entre el SRAM y el DRAM, aumentando en forma efectiva el ancho de
banda y la velocidad del DRAM.
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RAM DE CICLO RAPIDO (FCRAM)

FCRAM, desarrollado por Toshiba y Fujitsu, se utiliza en aplicaciones especializadas,
como servidores de extremo alto, impresoras y sistemas de conmutacion de
telecomunicaciones. Esto incluye una segmentacion de la disposicion de memoria y
un estubado interno que aumenta la velocidad de acceso aleatorio y reduce el
consumo de energia.

DRAM DE SINCRONIZACION DE ENLACE (SLDRAM)

Aunque se considera obsoleta hoy en dia, SLDRAM la desarroll6 un grupo de
fabricantes de DRAM como una alternativa a la tecnologia Rambus al final de la
década de los 90.

MEMORIA DE CANAL VIRTUAL (VCM)

Desarrollada por NEC, VCM permite que los diferentes “bloques” de memoria hagan
interfaz en forma independiente con el controlador de la memoria, cada uno con su
bufer. De esta forma, se pueden asignar distintas tareas de sistema a sus propios
“Canales Virtuales” y la informacion relacionada con una funcién no comparte el
espacio de bufer con otras tareas que ocurren al mismo tiempo, haciendo mas
eficientes las operaciones.
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MEMORIA FLASH/DIGITAL MEDIA

La memoria flash es una memoria de estado solido no volatil y reescribible que
funciona como RAM y una unidad de disco duro, combinados. La memoria flash
almacena bits de datos electrénicos en celdas de memoria, al igual que DRAM, pero
también funciona como una unidad de disco duro que, cuando se apaga la energia,
los datos permanecen en memoria. Debido a su alta velocidad, durabilidad y bajos
requerimientos de voltaje, la memoria flash es ideal para su uso en aplicaciones tales
como camaras digitales, video camaras, teléfonos celulares, impresoras,
computadoras portatiles, organizadores personales, localizadores inteligentes y
registros de audio digitales, lectores MP3, sistemas de posicionamiento global (GPS)
y album de fotos digitales.

Las tarjetas Datapak son discos duros portatiles que se adaptan a cualquier slot PC
Card tipo II. Es la solucion ideal para handhelds, notebooks, camaras digitales o
cualquier dispositivo digital.

Ejemplo de
memoria Flash

MultiMedia Card

Smart Media or CompactFlash™ Card
(Solid State Floppy Disk Card)

DataPak Flash Card Reader/Writer
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En 1999, IBM
introdujo una
tecnologia de
memoria llamada
Chipkill. Disefiado
para uso en
servidores, Chipkill
protege estos
sistemas criticos de
errores de un chip
individual de
memoria, asi mismo
toda otra clase de
errores de multiples
bits en cualquier
sector de un chip
de memoria-
resultando en
menos paros

del servidor.

LA GUIA COMPLETA DE MEMORIA KINGSTON TECHNOLOGY

VERIFICACION DE ERRORES

El asegurar la integridad de los datos almacenados en memoria es un aspecto
importante del diseio de la memoria. Dos medios principales de lograr esto son la
paridad y el codigo de correccion de errores (ECC).

Historicamente, la paridad ha sido el método de integridad de datos que se utiliza
mas comunmente. La paridad puede detectar, pero no corregir, errores de un solo bit.
El codigo de correccion de errores (ECC) es un método mas completo de
verificacion de integridad de datos que puede detectar y corregir errores de un solo bit.

Cada vez menos fabricantes de PC estan soportando la verificacion de integridad de
datos en sus disefios. Esto se debe a un par de factores. Primero, al eliminar el soporte
para la memoria de paridad, que es mas cara que la memoria estandar, los fabricantes
pueden disminuir el precio de las computadoras. Afortunadamente, esta tendencia se
complementa mediante el segundo factor: esto es, la calidad mejorada de los
componentes de memoria disponibles con ciertos fabricantes y, como resultado, la
relativa falta de frecuencia de errores de memoria.

El tipo de verificacion de integridad de datos depende de la forma en que se va a
utilizar el sistema de la computadora. Si la computadora va a tener un papel
importante (como servidor, por ejemplo), entonces una computadora que soporta la
verificacion de integridad de datos es la opcion ideal. En general:

* La mayoria de las computadoras diseniadas para su uso en servidores de extremo
alto soportan la memoria ECC.

* La mayoria de las computadoras de bajo costo disefiadas para su uso en el hogar
0 pequenios negocios soportan memoria sin paridad.
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Con la paridad normal,
cuando se escriben 8
bits de datos en DRAM,
un bit de paridad
correspondiente se
escribe al mismo
tiempo. El valor del bit
de paridad (ya sea 1 6
0) se determina en el
momento en que el
byte se escribe en
DRAM, con base en una
cantidad par o impar de
1s. Algunos fabricantes
utilizan un chip de
“paridad falsa” menos
caro. Este chip
simplemente genera un
1 6 0 en el momento
en que los datos se
estan enviando al CPU
para acomodar el
controlador de
memoria. (Por ejemplo,
si la computadora utiliza
una paridad impar, el
chip de paridad falsa
genera un 1 cuando se
envia al CPU un bit de
datos que contenga un
ndmero par de 1s. Si el
byte contiene un
nimero impar de 1s, el
chip de paridad falso
generara un 0). El
asunto aqui es que el
chip de paridad falso
envia una sefal de
aprobacién sin
importarle lo que sea.
De esta forma, “engafia”
a la computadora que
estd esperando un bit
de paridad se estd
realizando, cuando no
es asi. A fin de cuentas,
una paridad falsa no
puede detectar un bit
no vélido de datos.

PARIDAD

Cuando la paridad se utiliza en un sistema de computadora, un bit de paridad se
almacena en DRAM junto con cada 8 bits (1 byte) de datos. Los dos tipos de
protocolo de paridad, paridad impar y paridad par, funcionan en forma similar.

Esta tabla muestra como funciona la paridad impar y la paridad par. Los procesos son
idénticos, pero con atributos opuestos.

PARIDAD IMPAR PARIDAD PAR

Paso | El bit de paridad se forzara a estar en 1 El bit de paridad se establece en 1 si el byte
(o “encendido”) si el byte correspondiente de datos | correspondiente de datos contiene un nimero
contiene un numero par de 1s. impar de 1s.

El bit de paridad se establece en 0 si el byte
contiene un nimero par de Is.

Si el byte contiene un nimero impar de 1s , el bit
de paridad se establece en 0 (o “apagado”).

El bit de paridad y los 8 bits correspondientes de
datos se escriben en DRAM.

Paso 2 (Igual que para la paridad impar).

Justo de que se envien los datos al CPU, éstos se
interceptan en el circuito de paridad.

(Igual que para la paridad impar).
Paso 3
Los datos se consideran validos si el circuito de
Si el circuito de paridad ve un nimero impar de 1s, paridad detecta un nimero par de 1s.
el dato se considera valido. El bit de paridad se

excluye de los datos y los 8 bits de datos se pasan

hacia el CPU.

Los datos invilidos si el circuito de paridad
detecta un nimero impar de 1s.

Si el circuito de paridad detecta un ndmero impar
de 1s, el dato se invalida y se genera un error de
paridad.

La paridad tiene sus limitaciones. Por ejemplo, la paridad puede detectar errores, pero
no puede hacer correcciones. Esto se debe a que la tecnologia de paridad no puede
determinar cual de los 8 bits de datos no es valido.

Ademas, si hay varios bits que no sean validos, el circuito de paridad no detectara el
problema si los datos corresponden con la condicion de paridad impar o par que el
circuito de paridad esta verificando. Por ejemplo, si un 0 valido se convierte en un 1
no valido y un 1 valido se convierte en un 0 no valido, los dos bits defectuosos se
cancelan mutuamente y el circuito de paridad no encuentra los errores resultantes.
Afortunadamente, las probabilidades de que esto suceda son extremadamente remotas.
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ECC

El codigo correccion de errores es el método de verificacion de integridad de datos
que se utiliza principalmente en las PCs de extremo alto y en los servidores de
archivo. La diferencia importante entre ECC y la paridad es que ECC puede detectar
y corregir errores de un bit. Con ECC la correcion de errores de 1 bit generalmente
tiene lugar sin que el usuario ni siquiera sepa que ocurrié un error. Dependiendo del
tipo de controlador de memoria que ocupa la computadora, ECC también puede
detectar errores de memoria no frecuentes de 2, 3 6 4 bits. Aunque ECC
pueda detectar estos errores de bits multiples, no puede corregirlos. Sin embargo,
hay algunas formas mucho mas complejas de ECC que pueden corregir errores de
bit multiples.

El uso de una secuencia matematica especial, algoritmos y el trabajo en conjuncién
con el controlador de memoria, hace que el circuito ECC anexe los bits ECC a los bits
de datos que se almacenan juntos en memoria. Cuando el CPU solicita datos de la
memoria, el controlador de memoria decodifica los bits ECC y determina si uno o
mas bits de datos estan dafiados. Si hay un error en un solo bit, el circuito ECC lo
corrige. En el caso poco frecuente de un error de bits multiples, el circuito ECC
informa un error de paridad.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Ademas de los factores de forma, las tecnologias de memoria y los métodos de
verificacion de errores, hay otras especificaciones importantes para entender y
seleccionar productos de memoria.

VELOCIDAD

La velocidad de los componentes y modulos de memoria es uno de los factores mas
importantes cuando se optimiza la configuracion de la memoria. De hecho, todos los
sistemas de computadora especifican una velocidad de componentes de memoria. El
asegurar la compatibilidad de la memoria requiere que se cumpla con esta
especificacion. Esta seccion cubre tres mediciones de la velocidad de los componentes
y modulos de memoria: tiempo de acceso megahertz y bytes por segundo.
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TIEMPO DE ACCESO

Antes de SDRAM, la velocidad de la memoria se expresaba en tiempo de acceso,
medido en nano segundos (ns). El tiempo de acceso de un médulo de memoria indica
la cantidad de tiempo que toma al modulo generar la solicitud de datos. Por lo tanto,
los ntimeros pequenios indican tiempos de acceso mas rapidos. Las velocidades
normales son de 80ns, 70ns y 60ns. Con frecuencia, se puede identificar la velocidad
de un modulo con el nimero de parte en el chip: dichos nameros de parte terminan
en “menos 6” para 60ns, “menos 7” para 70ns, y asi sucesivamente.

En la mayoria de los casos se puede hacer concordar la especificacion la especificacion
de la memoria de un sistema de computadora con un modulo clasificado a la
velocidad requerida o mas rapido. Por ejemplo, si el sistema requiere 70ns de
memoria, se pueden utilizar memorias de 70ns y 60ns sin ningtin problema. Sin
embargo, algunos sistemas anteriores verifican la identificacion del modulo para la
velocidad clasificada al inicio del sistema y s6lo se iniciara si reconoce la velocidad
exacta que estd buscando. Si el sistema tiene una especificacion de velocidad de 80ns,
por ejemplo, éste no aceptara nada distinto a 80ns, incluso si es mas rapido. En
muchos casos, se podria seguir construyendo modulos para estos sistemas con chips
de sistemas mas rapidos en ellos, pero la identificacion se estableceria a una velocidad
menor para asegurar su compatibilidad con el sistema. Este es la razon por la cual no
siempre se puede estar seguro de la velocidad clasificada en un maédulo viendo las
marcas de velocidad en los chips de memoria.

MEGAHERTZ

Comenzando con el desarrollo de la tecnologia SDRAM, la velocidad del modulo de
memoria se ha medido en megahertz (MHz). Las marcas de velocidad en los chips de
memoria normalmente se encuentran en nano segundos. Esto puede ser confuso,
especialmente debido a que las marcaciones de nano segundos ya no miden el tiempo
de acceso, si no que ahora miden el ntimero de nano segundos entre los ciclos de
reloj. Para los chips SDRAM con velocidades de 66MHz, 100MHZ y 133MHz, por
ejemplo, la marca correspondiente en los chips es de -15, -10, y 7.5,
respectivamente.
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Esta tabla muestra el método para determinar las equivalencias de la velocidad entre
las clasificaciones MHz y ns.

PASO | PASO 2 PASO 3 PASO 4

MHz = | millén de ciclos Multiplique por | millén Constante: | mil Divida los nano segundos

de reloj por segundo para obtener el total de millones de nano por segundos (del paso 3)
ciclos de reloj por segundo. segundos por segundo. entre los ciclos de reloj

por segundo (del paso 2)
para obtener los nano

segundos por ciclo de reloj.

66 66,000,000 1,000,000,000 15
100 100,000,000 1,000,000,000 10
133 133,000,000 1,000,000,000 75

Nano segundos por segundo = 1,000,000,000ns = Nano segundos
Ciclo de reloj por segundo Ciclos de reloj Ciclos de reloj

Tal como se mencionoé en la seccion anterior, la velocidad del procesador y la
velocidad del bus de memoria normalmente no son la misma. La velocidad de
memoria esta limitada por la velocidad del bus de memoria que es el enlace mas lento
en el proceso.

BYTES POR SEGUNDO

La conversion de MHz a bytes por segundo puede ser confuso al principio las dos
partes de informacion mas importantes que necesita para hacer la conversion es la
velocidad (en MHz) y el ancho (en bits) del bus.

Ancho del bus: Si tiene un bus 8 bits, entonces los 8 bits 6 1 byte, de informacion
puede viajar a la vez en el bus. Si se tiene un bus de 64 bits, entonces los 64 bits, u
8 bytes, de informacion pueden viajar a la vez.
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Velocidad del bus: Sila velocidad del bus de memoria es de 100MHz, este mide 100
millones de ciclos de reloj por segundo. Normalmente, un paquete de informacion
puede viajar en cada ciclo de reloj. Si el bus de 100MHz tiene un bit de ancho,
entonces los datos pueden viajar a 100 megabytes por segundo. Los datos viajan en
un bus de 64 bits y 100MHz a 800 Megabytes por segundo.

Los modulos Rambus a veces se miden en megahertz y algunas veces en megabytes
por segundo. Un tipo de médulo Rambus corre en un bus de 400MHz, pero debido
a que los modulos Rambus pueden enviar dos piezas de informacion por ciclo de reloj
en lugar de una, el modulo se clasifica como 800MHz. Es decir que a veces se conoce
como PC-800. Debido a que el ancho del bus Rambus es de 16 bits, 6 2 bytes de
ancho, los datos viajan a 1600MB por segundo 6 1.6 GB por segundo. Al utilizar la
misma logica, el Rambus PC- 600 transfiere datos a 1.2 gigabytes por segundo.

REGISTROSY BUFERS

Los registros y bufers mejoran la operacion de la memoria al “reimpulsar” sefiales de
control en los chips de memoria. Estos pueden ser externos al modulo de memoria o
se pueden localizar en el modulo mismo. El tener registros y bufers localizados
directamente en el moédulo de memoria permite que un sistema soporte una cantidad
mayor de modulos. Por lo tanto, se tiene la posibilidad de encontrar estos tipos de
modulos en servidores y estaciones de trabajo de extremo alto. Es importante hacer
notar que cuando se actualiza, no pueden mezclarse los modulos con bufer o sin
bufer (o registrados).

La operacion del bufer (EDO y FPM): Para EDO y los médulos de localizacion
rapida, el proceso de reimpulso de sefiales se llama proceso de bufer. Con el proceso
de bufer no hay perdida de desemperio.
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Registro (SDRAM): Para SDRAM, el proceso de impulso de sefiales se llama registro.
El registro es similar al proceso de bufer, excepto que en el registro, los datos se
organizan segun el reloj dentro y fuera del registro mediante el reloj del sistema. Los
modulos registrados son ligeramente mas lentos que los modulos no registrados
debido al que el proceso del registro toma solamente un ciclo del reloj.

Uno de dos controladores/bufers a 16 bits

Un ejemplo de un

modulo protegido y

925" Médulo con bufer uno no protegido.

Estén con una clave
distinta para
asegurar que no se
pueden utilizar en

lugar de otro.

}<—>‘ Médule sin bufer
964"
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Algunas personas
confunden los
términos “de doble
lado*y” de dos
bancos”. Para aclarar
esto: el doble lado
es un término fisico
que significa que los
chips estan dispuestos
a los dos lados del
modulo de memoria.
Con dos bancos es
un término eléctrico
que significa que el
moédulo estd dividido
eléctricamente en
dos bancos de

memoria.

La politica de
Kingston siempre

ha sido hacer
corresponder los
metales para que los
numeros y parte de
Kingston asignados a
cada sistema de
computadora tomen
en cuenta el metal

del socket.
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MODULO CON BANCOS MULTIPLES

Un moédulo con bancos multiples permite tener mayor flexibilidad en el tipo de chips
que se utiliza. Los bancos multiples permiten que un disefiador de memoria divida el
modulo en bancos, lo que significa que puede aparecer en el sistema de
computadoras como mas de un modulo. Este disetio es equivalente a los bancos de
los sockets de memoria en una computadora: el sistema accesa un banco de memoria
a la vez, sin importar cuantos sockets de memoria reales incluya en banco.

ESTANO CONTRA ORO

Los modulos de memoria se fabrican, ya sea con guias de estaiio (conectores) o con
guias de oro. Todos los DIMMs de 168 pines y SODIMMs de 144 pines tienen guias
banadas en oro. El oro es mejor conductor que el estafio. Sin embargo, debido a que
el estafio es mucho mas econdomico que el oro, los fabricantes de computadoras
comenzaron a utilizar los sockets de estario en tarjetas de sistemas desde principios
de los afnios 90 para reducir su costo. Si compra memoria y tiene alguna opcion, es
decir, modelos compatibles que vienen tanto en estafio como en oro, es mejor que el
metal del modulo corresponda al metal del socket donde se va a poner. Cuando los
metales son los mismos, esto puede ayudar a evitar la corrosion.

VELOCIDADES DE ACTUALIZACION

La actualizacion es el proceso de recarga, o de volver a energizar, “las celdas de
memoria” en un chip de memoria. En forma interna la memoria de la computadora
esta dispuesta como una matriz de celdas de memoria en filas y columnas, como los
cuadros de una tarjeta de verificacion, con cada columna dividida ain mas en el
ancho de entrada de E/S del chip de memoria. La organizacion completa de las filas
y columnas se llama disposicion de DRAM. DRAM se llama RAM “dindmico” porque
se debe actualizar o volver energizar miles de veces cada segundo para retener la
informacion. Se debe actualizar debido a que las celdas de memoria estan disefiadas
alrededor de capacitores muy pequefios que almacenan cargas eléctricas. Estos
capacitores funcionan como materias muy pequefias que pierden sus cargas
almacenadas si no se vuelven a energizar. Asimismo, el proceso de lectura de datos de
la disposicion de memoria agota estas cargas, por lo que las celdas de memoria
también se deben cargar previamente antes de leer los datos.
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Las celdas se actualizan una fila a la vez (generalmente una celda por ciclo de
actualizacion). El término velocidad de actualizacion se refiere no solo al tiempo
que toma actualizar la memoria, sino al ntimero total de filas que tienen que actulizar
la disposicion DRAM completa. Por ejemplo, una velocidad de actualizacion de 2K
indican que necesitan 2,048 filas para actualizar la disposicion; por otro lado, una
velocidad 4K indica que se necesitan 4,096 filas.

Normalmente el controlador de la memoria del sistema inicia la operacion de
actualizacion. Sin embargo, algunos chips pueden “auto actualizarse”. Esto significa
que el chip de RAM tiene sus propios circuitos de actualizacion y no requieren la
intervencion del CPU o del controlador de memoria externo. Los modulos de auto
actualizacion reducen considerablemente el consumo de energia y con frecuencia se
utilizan en computadoras portatiles.

LATENCIA CAS

El titulo latencia CAS se refiere al numero de ciclos de reloj que toma antes de que
una columna se pueda dirigir al chip DRAM. La latencia es una medida de retraso por
lo que un factor de latencia CAS “CL2” indica un retraso de dos ciclos de reloj y un
factor latencia “CL3” indica un retrazo de 3 ciclos de reloj. Cuando apenas salieron al
mercado los chips SDRAM, fue dificil producir chips con un factor de latencia CAS
tan bajo como CL2. Y aunque algunas especificaciones pedian CL2, muchos modulos
funcionaron bien con un factor de latencia CAS de CL3.

DISPERSORES DE CALORY DEPOSITOS DE CALOR

A medida que se hacen mas rapidos los componentes de la memoria, los chips se
hacen mas densos y mas circuitos se deben amontonar en tarjetas mas pequefias. La
disipacion del calor excesivo se vuelve un asunto mas importante. Durante varios
anos hasta la fecha los procesadores han incorporado ventiladores. Los disefios de
modulos de memoria utilizan depésitos de calor o dispersores de calor para mantener
las temperaturas de operacion en un nivel seguro.
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El EPROM es un chip
que se puede
programar con
diversos tipos de
informacion sobre el
modulo de memoria.
Esta informacion
puede incluir la
capacidad del médulo,
la velocidad, el tipo de
memoria e incluso el
nombre del fabricante
del médulo. EI CPU
utiliza esta informacién
cuando se inicia para
entender la clase de
memoria que se
encuentra en el
sistema y ajustar sus
configuraciones de

acuerdo con esto.

Un chip EEPROM
(memoria sélo

de lectura
programable

y borrable
eléctricamente),
también conocido
como un E2PROM
difiere de un EPROM
en que no necesita
quitarse de la
computadora para
modificarse. Sin
embargo, si debe
borrarse y
reprogramarse
completamente, y no
en forma selectiva.
También tienen un
intervalo de vida
limitado, esto es, esta
limitado el nimero de
veces que se puede

reprogramar.

DETECCION DE PRESENCIA SERIAL (SPD)Y DETECCION DE
PRESENCIA PARALELA (PPD)

Cuando se inicia un sistema de computadora, éste debe “detectar” la configuracion de
los modulos de memoria para funcionar adecuadamente. La deteccion de presencia
paralela es el método tradicional de relevo a la informacion requerida utilizando un
numero de resistencias. PPD es el método que utilizan los SIMMs y algunos DIMMs
para identificarse. La deteccion de presencia serial utiliza un EEPROM (Memoria
de solo lectura programable eléctricamente) para almacenar informacion sobre
el modulo.

NUMERO DE LIiNEAS DE RELOJ (RELOJ 2 CONTRA RELOJ 4)

La memoria SDRAM requiere que haya lineas de reloj del sistema al modulo de
memoria. “Reloj 2” significa que dos lineas de reloj que corren el modulo y “reloj 4”
significa que cuatro lineas de reloj que van al médulo. Los primeros disefios de Intel
eran de reloj 2 porque solo era un modulo de 8 chips. Posteriormente, se
desarrollaron los disenios de reloj 4, que permitieron menos chips por linea de reloj,
disminuyendo de esta forma la carga en cada linea y habilitando una interfaz de datos
mas rapida.

VOLTAJES

Los voltajes en los moédulos de memoria siguen disminuyendo a medida que las
celdas de memoria en los DRAM estan cada vez mas juntas y el calor se vuelve un
asunto mas importante. La mayoria de los sistemas de computadoras utilizan para
operar a un estandar de 5 voltios. Las computadoras portatiles fueron las primeras en
utilizar chips de 3.3 voltios. Esto no fue solo como un problema de calor; debido a
que los chips de bajo voltaje utilizan menos energia, al utilizarlos se hizo mas facil
prolongar la vida de la baterfa. Ahora, la mayoria de las computadoras de escritorio
estan estandarizadas en una memoria de 3.3 voltios también, pero esto se esta
reemplazando rapidamente por chips de 2.5 voltios a medida que los productos
continuan haciéndose mas pequerios y los componentes quedan cada vez mas juntos.
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COMPUESTO CONTRA NO COMPUESTO

Compuesto y no compuesto fueron términos que primero se utilizaron en las
computadoras Apple para explicar la diferencia entre los modulos de la misma
capacidad que utilizaban un numero distinto de chips. Para ilustrar eso: cuando la
industria esta en transicién de una densidad de chip a otra, normalmente hay una
etapa en la que se puede construir, por ejemplo, un modulo de memoria con 8 chips
de nueva densidad 6 con 32 bits con la densidad anterior. Apple se refirio a este
modulo utilizando la tecnologia mas completa y menos chips como “no compuestos”
y la version que utiliza tecnologia anterior y el ntimero mayor de chips como
“compuesta”. Debido a que 32 chips en un modulo pueden causar problemas de calor
y espacio, Apple con frecuencia recomienda a los clientes comprar moédulos no
compuestos.
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CONSIDERAR
CUANDO
SE COMPRA
UNA MEMORIA?

La cantidad de
memoria que
necesita depende
de la forma en que
planea usar el
sistema de la
computadora.

Por ejemplo, los
requerimientos de
memoria para una
computadora de
escritorio varian de
acuerdo con el
sistema operativo y
las aplicaciones con

las que va a trabajar.

De la misma forma,
los requerimientos
de memoria para los
servidores dependen
del sistema operativo
y las aplicaciones,
ademas de factores
tales como el
numero de clientes
Y qué tan intensivo
es el uso de la
interfaz. Kingston

ha establecido
lineamientos
generales para
computadoras de
escritorio y para
servidores que se
utilizan para ayudarle
a determinar
correctamente la
cantidad de memoria
para su situacién.
Refiérase a los
lineamientos en la
pagina |4y 17 para

mayores detalles.

COMPATIBILIDAD

Cuando compre una memoria, lo mas importante es asegurarse que es compatible
con el sistema. Ademas, necesitara decidir cuanta memoria necesita, ademas de las
consideraciones subyacentes de precio, calidad, disponibilidad, servicios y garantia.
Esta seccion le ayuda a tomar en cuenta estos factores importantes de decision y
ayudarle a contestar preguntas como estas:

* ;Cuanta memoria necesito?

* ;Cuanta memoria reconocerd mi sistema?

* ;Qué clase de memoria es compatible con mi sistema?

¢ ;Cuantos sockets estan abiertos y como debo llenarlos?

* ;Como determino la calidad de la memoria?

* ;Qué debo saber sobre los precios de la memoria?

* ;Qué clase de servicio y soporte necesito?

* ;Qué otros aspectos debo considerar?

Como ya se menciono anteriormente, la compatibilidad de los componentes del

sistema de la computadora se puede sefialar como el factor mas importante que se
ebe considerar cuando se actualice la memoria. Esta seccion le puede dar una

deb d d tualice 1 Est 1 de d

introduccion al tema. También menciona las ventajas del usos del configurador de
memoria.

{QUE CLASE DE MEMORIA ES COMPATIBLE CON MI SISTEMA?

La forma mas facil de determinar el tipo de memoria que va con el sistema es
consultarlo en la documentacion del sistema. Si necesita mas asistencia, consulte un
configurador de memoria disponible en muchas fuentes, incluyendo Kingston.
Kingston y otras companias de memoria de marca ofrecen dicha herramienta para
ayudarle a encontrar la informacién de memoria correcta para el sistema.
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Con el configurador Kingston, usted puede buscar por cinco criterios distintos:

* Fabricante / modelo del sistema.

* Nombre del modelo de la computadora.

* Numero de parte del modulo de memoria (Kingston, distribuidor, fabricante)
* Especificacion.

e Memoria genérica.

Para obtener acceso al configurador de memoria Kingston, vaya a: www.kingston.com.

{QUE PASA SI NO PUEDO ENCONTRAR MI SISTEMA EN UN CONFIGURADOR
DE MEMORIA?

Si no puede encontrar el sistema en los programas de configuracion de memoria,
todavia puede averiguar la clase de memoria que necesita consultando el manual que
viene con el sistema. En la mayorfa de los casos, el manual proporcionara
especificaciones basicas tales como la velocidad y la tecnologia de la memoria que
necesita. Generalmente, esta informacion es suficiente para elegir un modulo por
especificacion. Si siente que no tiene suficiente informacion, puede llamar al fabricante
del sistema o al nimero sin costo de soporte técnico de Kingston para obtener ayuda.

{CUANTOS SOCKETS TENGO ABIERTOS?

Puede no tener una idea de cémo se ve la computadora por dentro y como esta
configurada la memoria. Tal vez abri¢ la computadora cuando la compro para ver la
configuracion por dentro o tal vez vio el diagrama de configuracion en el manual del
usuario. Incluso si no tiene idea de la configuracion de la memoria del sistema, usted
puede utilizar las herramientas de configuracion de memoria de Kingston para
averiguarlo. Para cada sistema, la configuracion incluye un diagrama, llamado el
esquema de bancos, que indica como estan dispuestos los sockets de memoria en el
sistema y cudles son las reglas basicas de configuracion. La explicacion sencilla en la
siguiente pagina delinea la forma de utilizar un diagrama de esquema de bancos para
determinar el numero de sockets en el sistema y la forma de llenarlos.
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COMO LEER UN ESQUEMA DE BANCOS

Un esquema de bancos es un diagrama de filas y columnas que muestran el ntimero
de sockets de memoria en el sistema. Este diagrama es una disposicion teérica de los
bancos y no la disposicion real en la tarjeta del sistema; esta esta disenada para
ayudarle a determinar rapidamente los requerimientos de configuracion cuando se
agregan modulos de memoria.

En un esquema de bancos, cada 1 representa un socket de memoria:

Ejemplo:; ;. ;. 3 ;=4 sockets de memoria

Cada columna en el diagrama representa un banco de memoria. El ntimero de
simbolos “ ” en una columna representa el ntimero de sockets de memoria en
[ N . . 4
un banco. Laactualizacion se realiza en un banco a la vez. Por ejemplo, si hay cuatro
columnas con dos Ven cada columna, la actualizacién se realiza en pares. Sin
embargo, si hay una sola fila de V, la actualizacion se puede realizar en un modulo a

la vez.

Ejemplos:

8sockets=( ;3 30 30 3010 10 1

(Los modulos pueden ser instalados individualmente)

8 sockets (4 bancosde2)=1_ 10 101 ]

L 1L 1L 1L ]

(Los modulos se deben instalar en pares)

4 sockets (1 bancode 4) = 1 (los modulos se deben instalar de cuatro en cuatro.)
L
L
L
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La memoria estandar (cantidad base con que se envio el sistema) aparece en el
diagrama ya sea como desmontable o0 no desmontable.

La memoria desmontable viene en la forma de modulos que entran en los sockets
de memoria y, si desea, se pueden quitar y reemplazar por modulos de capacidad mas
alta. La memoria desmontable se representa con un simbolo “ mmm;” con un nimero
junto a él:

(. 4 1 lo que significa que un modulo de 4MB esta en el primer socket y
que el segundo socket esta vacio.

La memoria no desmontable generalmente viene en la forma de chips de memoria
soldados directamente a la tarjeta del sistema. Este se representa en el esquema de
bancos entre paréntesis:

[4MB]

L1 1 indica 4MB de memoria no desmontable soldada a la tarjeta y dos sockets
de memoria disponibles.

Si el sistema no esta incluido en el configurador, usted podra averiguar cuantos
sockets estan en el sistema y cuantos estan llenos oprimiendo la tecla F1 durante el
inicio del sistema. Si el sistema soporta esto, aparecera una pantalla que indica
cuantos sockets de memoria hay en el sistema, cuales estan llenos y cuantos estan
abiertos, y qué modulos de capacidad hay en cada socket. Si se oprime la tecla F1
durante el inicio y no se produce este resultado, verifique el manual del sistema de la
computadora para mayor informacion.

Como ultimo recurso, usted puede abrir la computadora y dar un vistazo a los
sockets. (Nota importante: antes de quitar la cubierta de la computadora, refiérase al
manual del sistema de la computadora y a la informacion de garantia para las
instrucciones y otra informacion relevante). Si abre la computadora, usted podra
identificar las “etiquetas de banco” que indican si la memoria esta instalada en pares.
Normalmente, la numeracion de los bancos empieza con 0 en lugar de 1. Por lo tanto,
si tiene dos bancos, el primer banco se marcara como “banco 0” y el segundo banco
se etiquetara “banco 1”.
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{COMO DEBO LLENAR LOS SOCKETS?

En la mayoria de los casos, es mejor planear la actualizacién de la memoria para que
no tenga que quitar y descartar la memoria que venia con la computadora. La mejor
forma de manejar esto es considerar la configuracion de la memoria cuando compra
la computadora por primera vez. Debido a que los modulos de capacidad inferior son
menos caros y estan mas disponibles, los fabricantes de los sistemas pueden lograr
una configuracion base llenando mas sockets con modulos de menor capacidad. A
modo de ilustracion, considere esta situacion: el sistema de computadora con la
memoria estandar de 64MB viene con dos médulos de 32MB o con un moédulo de
64MB. En este caso, la segunda configuracion es la mejor opcion debido a que deja
mas espacio para el crecimiento y reduce la probabilidad de que tenga que quitar y
descargar modulos de menor capacidad posteriormente. A menos que insista en la
configuracion del modulo de 64MB, usted podria encontrarse con un solo socket
abierto para actualizar posteriormente.

Una vez que haya comprado la computadora y planeado la primera actualizacion,
haga planes para comprar el modulo de capacidad mas alta que pueda necesitar,
especialmente si solo tiene uno o dos sockets disponibles para actualizacion. Tenga
en mente que, en general, los requerimientos minimos de memoria para aplicaciones
de software se duplican cada 12 a 18 meses, por lo que la configuracion de la
memoria que se considera grande ahora puede parecer mucho menor un ano después.

CALIDAD

Aligual que con cualquier otro tipo de producto, la memoria puede variar en calidad
de un fabricante a otro. En general, las comparifas de marca mas establecidas son mas
consistentes al apegarse a las especificaciones de disefio, utilizando componentes de
alta calidad y estableciendo procesos de control de calidad para la fabricacion a través
de pruebas. Esto no quiere decir que los modulos de baja calidad no funcionen bien;
pueden ser la solucion correcta, dependiendo de lo dificil que sea trabajar con su
sistema. Al decidir el nivel de calidad que requiere, considere lo siguiente:
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1) Si la memoria que compra no funciona bien, ;usted se sentira bien devolviéndola

para que la reemplacen? ;tendria el tiempo para quitar la memoria y esperar un
par de dias o una semana para que le resuelvan su problema?

2) Cuando la memoria es de baja calidad, con frecuencia experimenta problemas

intermitentes, como la “congelacion” de la computadora en forma inesperada o el
tener errores frecuentes. ;Qué tan frecuentemente guarda su trabajo y si perdiera
su trabajo, cuanto le costaria? Si utiliza la computadora para jugar, leer el correo
electronico y navegar por el Internet, dichas interrupciones y pérdidas no son un
gran problema. Sin embargo, si esta administrando el negocio y pierde horas de
trabajo, esto podria ser un asunto serio.

3) Elriesgo mas grande con la memoria no confiable es que los datos se darien: es decir,

algunos bits de datos pueden cambiar o se pueden leer en forma incorrecta. El
resultado de que los datos se dafien podria ser tan insignificante como un error de
sintaxis en un documento o tan potencialmente serio como un mal calculo en una
hoja de calculo. ;Qué tan importante es la precision del trabajo que hace en la
computadora? Una vez mas, si utiliza la computadora para jugar, escribir letras
y para el Internet esto podria no ser un problema. Sin embargo, si esta manejando
sus finanzas, usted haria lo que fuera para asegurar la confiabilidad completa
de los datos.

4) Al igual que con todos los productos, la calidad y durabilidad que requiere

depende de la forma de uso. Las aplicaciones de computadora que requieren
mucha memoria generalmente trabajan mucho con ésta. Estas aplicaciones
trabajan mejor con una memoria que excede la velocidad del sistema y las
especificaciones de confiabilidad. Si esta trabajando con multimedios o utilizando
programas para el agrupamiento intensivo de numeros, la posibilidad de una falla
de un modulo de memoria de baja calidad es mayor que si solo esta haciendo
trabajo ligero, como un simple procesamiento de palabras.

EVALUACION DE CALIDAD DE LA MEMORIA

A continuacién se mencionan algunos factores importantes que se deben tomar en
cuenta cuando se evalua la calidad de la marca de la memoria:
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DISENO

Los diseniadores de los moddulos de memoria pueden seguir estrictamente las
especificaciones o tomar atajos para ahorrar dinero en los componentes. En general,
los fabricantes que hacen disefio interno tienen mas control en la calidad del modulo
de aquellos que lo hacen fuera.

COMPONENTES

La calidad de los chips DRAM, las tarjetas PC y otros componentes utilizados en el
modulo son muy importantes para la calidad general del modulo. Los chips de
memoria premium pueden costar hasta 30% mas que los chips de bajo grado y las
tarjetas de alta calidad cuestan aproximadamente 50% mas que las alternativas con
una calidad mas baja.

ENSAMBLE

Muchos factores en el ensamble de médulos pueden afectar la calidad general del
modulo. Ademas del manejo adecuado de los componentes, la calidad de soldadura
afecta la forma en que la informacion puede viajar en forma confiable del chip al
modulo y de regreso. La temperatura y la humedad en las areas de ensamble y
almacenamiento se debe regular evitando deformacion, expansion y contraccion de
componentes durante el ensamble.

MANE)JO ADECUADO

Las descargas electrostaticas (ESD) son una de las causas mas comunes de dafio al
modulo de la memoria. El dafio ESD puede ser el resultado de un manejo inadecuado
y excesivo. Solamente los trabajadores que estén adecuadamente “aterrizados” deben
manejar los modulos de memoria y los modulos deben empacarse adecuadamente
para protegerlos contra ESD durante el transporte.

PRUEBAS

Entre mas completamente se haya probado la memoria antes de transportarse, menos
probabilidades existiran de tener problemas durante la operacion. Ademas de las
pruebas estandar de produccion para asegurarse que los modulos se hayan construido
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correctamente, la memoria se puede probar para la compatibilidad en los sistemas en
los que se va a utilizar. El nucleo DRAM se puede probar para ver la confiabilidad de
los chips y los modulos se pueden probar “a alta velocidad” para asegurarse de que
funcionaran en situaciones de uso pesado. Algunas companias realizan pruebas a
todos los niveles y algunas hacen menos pruebas.

PRECIOY DISPONIBILIDAD

Esta seccion contiene informacion que le ayudara a pensar en las fluctuaciones que
pueden ocurrir en el mercado de las memorias.

EL MERCADO DE CHIPS DRAM

Los modulos de memoria estan hechos con chips DRAM que se fabrican en
cantidades en masa en plantas de fabricacion enormes. Las fabricas pueden tomar
hasta dos anos para construir y requieren una inversion de capital sustancial:
aproximadamente $3,000 millones por planta. Estos factores de tiempo y costo
afectan directamente la capacidad del mercado de memoria para ajustarse
rapidamente a las fluctuaciones en la oferta y la demanda. Cuando la demanda de
chips de memoria incrementa, los fabricantes de chips generalmente no responden
inmediatamente debido a que la inversion requerida para agregar mas capacidad es
sustancial y podria no dar el rendimiento adecuado, espacialmente si todos los
competidores estan haciendo lo mismo al mismo tiempo. Por lo tanto, el efecto
inmediato es que los precios suban a medida que los fabricantes evaltian si el
incremento sobre demanda es temporal o lo suficientemente sustancial para
garantizar la inversion. Del mismo modo, cuando hay una situacion de sobreoferta en
el mercado, los fabricantes de chips estan dispuestos a sostener las pérdidas durante
largo tiempo mientras los precios bajan a niveles debajo del punto de equilibrio. Esto
es debido a que en muchos casos cuesta mas dinero cerrar una plata que continuar
produciendo y vendiendo chips por debajo del costo. Asimismo, mientras mas tiempo
pueda mantenerse un fabricante, tendra mas posibilidades de obtener las
recompensas cuando los competidores reduzcan la capacidad y el mercado vuelva
a cambiar.
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{POR QUE FLUCTUAN LOS PRECIOS DE LAS MEMORIAS?

Hay diversos factores que pueden afectar los precios de las memorias. Algunos de
estos incluyen: la demanda, los niveles de fabricacion de DRAM, el inventario en el
mercado, la época del afio, las nuevas versiones de sistemas operativos y las ventas de
computadoras. Todos estos factores pueden afectar los precios de las memorias en
diferentes épocas, ya sea por separado o en forma simultanea.

Lo mas importante que se debe tener en mente cuando se compra una memoria es
que el precio de 256MB actualmente tiene mas posibilidades de ser distinto a una
memoria de 256MB el siguiente trimestre. La mejor regla es comparar los precios de
memorias en una época ya cercana a la compra del equipo. Cuando se hacen
comparaciones de precios es mas importante asegurarse que se estan haciendo las
comparaciones equivalentes en los tipos de modulos en lugar de ver cuanto varia el
precio real por MB con el tiempo. Si hay escasez en el mercado, es mas importante
asegurarse de que, lo que puede parecer ser “un buen trato” no sea un modulo de
“atajo”, construido con componentes fuera de las especificaciones. En un mercado
con sobreoferta se tiene mayor posibilidad de obtener un mejor precio, pero tenga en
mente que muchos fabricantes estan perdiendo dinero y pueden tomar atajos para
compensar controles mas costosos de calidad de produccion. Refiérase a la seccion de
calidad para ver mas detalles sobre esto.
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SERVICIOY SOPORTE

Cuando adquiere memoria, tiene que considerar la calidad del soporte y servicio que
ofrece el fabricante de la memoria. Dependiendo de su necesidad, querra usted
considerar algunos de los factores antes de adquirir su memoria — puede ahorrarle
tiempo y problemas en el futuro:

* Configurador de memoria - ;Ofrecen recursos, como un configurador de memoria,
que le ayuda a encontrar la memoria adecuada para su sistema?

 Compatibilidad garantizada - ; Garantizan que la memoria funcionara en el sistema
el cual fue diseniada?

* Unidades para evaluacion - ;Ofrecen un programa que permite probar la memoria
antes de comprometerse en adquirirla?

* Garantia de por vida - ;Garantizan de por vida el material y la mano de obra de sus
productos?

* Soporte técnico - ;Ofrecen soporte técnico gratuito a horas convenientes y en su
idioma?

* Retornos - ;Si la memoria falla, le enviaran un nuevo modulo dentro de un tiempo
razonable?

* Reputacion, experiencia y estabilidad financiera - ;Estaran disponibles anios después
para apoyarlo?
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ANTES DE LA INSTALACION

iFelicidades! Ahora usted tiene una nueva memoria para su computadora. Ahora sélo
tiene que instalarla. Este capitulo lo guiara a través de las bases de la instalacion del modulo
de memoria y lo referiran a los recursos que lo pueden ayudar con sus problemas.

Antes de comenzar, asegtirese de tener lo siguientes:

1) El manual de la computadora. Para instalar la memoria, debe abrir la caja de la
computadora (chasis) y ubicar los los sockets de memoria. Podria necesitar desconectar
los claves y los periféricos y volver a instalarlos posteriormente. El manual
seguramente proporcionara las instrucciones especificas para su computadora.

2) Un destornillador pequetio. La mayoria del chasis de la computadora se ensamblan
con tornillos. El destornillador también debe estar a la mano en el caso en que las
muescas de los sockets de la memoria sean demasiado pequefios para los dedos.

ASPECTOS IMPORTANTES QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA

DANO DE ESD

Las descargas electroestaticas (ESD) son unas de las causas frecuentes de dafo en el
modulo de memoria. ESD es el resultado del manejo del modulo sin haber aterrizado
primero, disipando de esta forma la electricidad estatica del cuerpo o de la ropa. Si
tiene una banda de murteca aterrizada, usela. Si no, antes de tocar los componentes
electronicos, especialmente el modulo de memoria, asegirese de tocar primero un
objeto metalico aterrizado sin pintar. Lo mas conveniente es tocar el marco metélico
dentro de la computadora. Ademas, siempre maneje el modulo por las orillas. Si el
ESD dana la memoria, los problemas no se muestran inmediatamente y podria ser
dificil diagnosticarlos.

El uso de una
banda para
muiieca aterrizada
puede evitar el
dafio a ESD.
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APAGADO

Antes de abrir el chasis, siempre apague la computadora y todos los periféricos
adjuntos, ya que dejar la energia encendida puede causar dafo eléctrico permanente
a la computadora y a sus componentes.

INSTALACION DE LA MEMORIA

La gran mayoria de las computadoras hoy en dia tienen sockets de memoria que
aceptan los siguientes modulos de memoria de estandar de la industria:

De escritorio, estaciones de trabajo y servidores.

* SIMM de 72 pines.
* DIMM de 168 pines y 184 pines.

* RIMM de 184 pines.

Computadoras portatiles y moviles

* SO DIMM de 72 pines y 144 pines.

Aunque los sockets puedan estar en diferentes lugares o en distintas computadoras,
la instalacion es la misma. Consulte el manual del usuario de la computadora para
averiguar si la memoria se encuentra en una tarjeta de expansion o en la tarjeta madre
y si los componentes internos de la computadora se deben mover para tener acceso.

En las paginas siguientes se encuentran las instrucciones de instalacion para los
modulos de memoria enlistados anteriormente. Si la computadora requiere una
memoria de cierta marca o si estas instrucciones no parecen aplicarse a su situacion,
llame al grupo de soporte técnico de Kingston Technology. (Ver nimeros en pagina 108.)
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INSTALACION DE UN SIMM DE 72 PINES

Instalacion de un
SIMM de 72 pines.

1) Coloque el interruptor de energia de la computadora en la posicion de apagado y
desconecte el cable de energia de CA.

2) Siga las instrucciones en el manual del propietario las cuales describen la forma de
localizar los sockets de expansion de memoria de la computadora.

3) Antes de tocar cualquier componente electronico o de abrir el paquete que
contiene el modulo nuevo, aseglrese de tocar primero un objeto metalico
aterrizado sin pintar para descargar la electricidad estatica que pueda tener
almacenada en el cuerpo o en la ropa.

4) Maneje con cuidado el nuevo modulo; no flexione ni doble el modulo. Siempre
tome el modulo por las orillas.

5) Como se muestra en la ilustracion, el modulo y el socket de expansion tienen
gufas. Un pequertio puente de plastico en el socket se debe alinear con la muesca
en forma de curva en el modulo. El puente asegura que el modulo solo se pueda
conectar en el socket de una forma.

6) Inserte el modulo en el socket a un angulo pequenio. Asegurese de que el modulo
esté completamente sentado sobre el socket. Si tiene problemas al insertar el
modulo dentro del socket, deténgase y examine tanto el modulo como el socket;
asegtirese de que la muesca en el moédulo esté alineada adecuadamente con el
puente de plastico en el socket. No fuerce el modulo hacia el socket. Si se utiliza
mucha fuerza, tanto el socket como el médulo se podrian danar.
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7) Una vez que est4 satisfecho y el modulo esta colocado adecuadamente en el socket,
gire el modulo hacia arriba hasta que los clips en cada extremo del socket de
expansion entren en su lugar.

8) Después de haber instalado todos los modulos cierre la computadora, conecte el
cable de energia de CA y reinstale todos los otros cables que se pudieron haber
desconectado durante el proceso de instalacion.

INSTALACION DE UN DIMM DE 168 PINES O 184 PINES

Instalaciéon de un DIMM

de 168 pines.
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1) Localice los sockets de expansion de la memoria en la tarjeta madre de la
computadora. Si todos los sockets estan llenos, necesitara quitar modulos de
menor capacidad para dar espacio a modulos de mayor capacidad.

2) Para algunas instalaciones, la memoria DIMM se puede instalar en cualquier
ranura de expansion disponible. Otras instalaciones pueden requerir que la
memoria si instale en una secuencia en particular con base en la capacidad del
modulo. Verifique el manual del propietario para determinar la secuencia de
instalacion correcta de su configuracion.
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3) Inserte el modulo en un socket de expansion disponible tal como se muestra en la
ilustracion. Note la forma en que el modulo entra en el socket. Esto asegura que
el modulo se pueda conectar con el socket s6lo de una forma. Oprima finalmente
el modulo hacia su posicion, asegurese de que el modulo esté completamente
asentado sobre el socket. Repita este procedimiento para cualquier modulo
adicional que instale.

4) La mayoria de los médulos DIMM de 168 pines o 184 pines tienen tabuladores
de eyector similares a los que se muestran en la ilustracion. Los tabuladores de
eyector se utilizan sélo cuando se necesita quitar un modulo. Al oprimir los
tabuladores de eyector, el modulo saltara del socket y se podra quitar.

INSTALACION DE UN RIMM DE 184 PINES

Los RIMMs se

instalan en RIMM C-RIMM
conductores
RIMM. Actualmente

hay dos conectores

Instalacion de un RIMM de
184 pines y un C-RIMM.

en la tarjeta de la
computadora y
cada uno debe
contener un RIMM
o un C-RIMM
(RIMM de
continuidad). Los
C-RIMM no
contienen

dispositivos de

memoria. Estos son

moédulos de paso

econdmico que 1) Apague la computadora y desconecte el cable de energia de CA.
proporcionan un

canalcontinuo para 2) Localice los sockets de expansion de memoria de la computadora siguiendo las

la sefial. . . . .
instrucciones del manual del propietario.

3) Antes de tocar cualquier componente electronico, asegtrese de tocar primero un
objeto metélico aterrizado sin pintar para descargar cualquier electricidad estatica
almacenada en la ropa o en el cuerpo.
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4) Si todos los sockets estan llenos, necesitara quitar modulos de menor capacidad
para dar espacio a modulos de mayor capacidad.

5) Los tabuladores de eyector mostrados en la ilustracion se utilizan para quitar un
modulo. Al oprimir hacia fuera los tabuladores de eyector, el modulo saltara del
socket y asi se quitara.

6) Para la mayoria de las instalaciones, los médulos Rambus se pueden instalar en
cualquier socket de expansion disponible, pero cualquier socket vacio debe
contener un modulo de continuidad tal como se muestra en la ilustracion. Note
que algunos modulos pueden utilizar una secuencia de instalacion especifica para
los modulos Rambus (por ejemplo, en las configuraciones de canal doble
Rambus); vea el manual del propietario para mayores detalles.

7) Inserte el modulo en un socket de expansion disponible tal como se muestra en la
ilustracion. Note que el modulo entra exactamente en el socket. Esto asegura que
el modulo se pueda conectar en el socket sélo de una forma. Oprima firmemente
el modulo hacia su posicién, asegurandose de que el moédulo se asiente
completamente sobre el socket. Los tabuladores de eyector en cada extremo del
socket entrardan automdticamente en su posicion asegurada. Repita este
procedimiento para cualquier modulo adicional que instale.

8) Una vez que se haya instalado el moédulo o los modulos, cierre la computadora.

EJEMPLOS DE INSTALACION DE MEMORIAS EN COMPUTADORAS PORTATILES
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Aunque cada vez
més computadoras
portatiles aceptan
los médulos de
memoria SODIMM
estandar, muchos
todavia requieren
moédulos propios
que tengan
factores de forma
Unicos. Ningun
estandar dicta el
lugar donde se
debe instalar la
memoria en la
computadora
portatil. Debido
que las
computadoras
portitiles difieren
grandemente en la
forma que se
instala la memoria,
para tener una
descripcion
especifica debera
consultar el manual
de la computadora.
Este ejemplo
muestra una
instalacion tipica de
un SODIMM de
144 pines.

1) Siempre apague la computadora y quite el paquete de baterias recargables antes de
instalar la memoria.

2) Inserte el modulo en el socket a un angulo pequenio (aproximadamente 30°). Note
que el socket y el modulo entran uno en otro, lo que significa que el modulo s6lo
se puede instalar de una forma.

3) Para asentar el modulo en el socket, aplique presion pareja y firme a cada extremo
del modulo (véase las flechas) hasta que sienta que se desliza hacia el socket. Si
tiene problemas en asentar el modulo adecuadamente, trate de mover el modulo
hacia arriba y hacia abajo ligeramente, mientras continda ejerciendo presion.
Cuando esta asentado adecuadamente, los puntos de contacto en la orilla del
modulo casi desapareceran dentro del socket.

4) Con el modulo asentado adecuadamente en el socket, gire el modulo hacia abajo,
tal como se indica en la ilustracion. Contintie presionando hacia abajo hasta que
los clips en cada extremo del socket entren a su posicion. Con la mayoria de los
sockets, usted oira un clip distintivo, lo que indica que el modulo esta asegurado
correctamente en posicion
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PROBLEMAS COMUNES DE LA MEMORIA

Cuando tenga un problema con la memoria, la causa generalmente es una de las
siguientes:

Configuracion inadecuada: Tiene el numero de parte erréneo para la computadora o
no siguio las reglas de configuracion.

Instalacion inadecuada: La memoria podria no estar asentada correctamente, el socket
esta mal o el socket necesita limpieza.

Hardware defectuoso: El modulo de memoria mismo esta defectuoso.

El hecho de que muchos problemas de la computadora se manifiesten como
problemas de memoria, hace dificil la resolucion de las fallas. Por ejemplo, un
problema con la tarjeta madre o el software puede producir un mensaje de error de
memoria.

Este capitulo esta diseniado para ayudarle a averiguar si tiene un problema de
memoria y en caso afirmativo, ayuda a identificar el problema y rapidamente obtener
la solucion.

RESOLUCION DE FALLAS BASICAS

Los siguientes pasos basicos se aplican a casi todas las situaciones.

1) Asegurese de que tiene el numero de parte correcto de memoria para la
computadora.

Usted puede averiguar el numero de parte en el sitio Web del fabricante. Muchos
fabricantes de memoria tienen configuraciones, que indican las compatibilidades del
modelo. Si no, llame al fabricante de la memoria que tiene, consulte su manual de la
computadora o llame por teléfono al fabricante de la computadora.

2) Confirme que configuré la memoria correctamente.

Muchas computadoras requieren la instalacion del modulo en bancos de modulos de
igual capacidad. Algunas computadoras requieren que el modulo con capacidad mas
alta se coloque en el banco mas bajo. Otras computadoras requieren que se llenen
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todos los sockets; incluso otros requieren memoria de un solo banco. Sélo hay pocos
ejemplos de requerimientos especiales de configuracion. Si tiene una computadora de
marca, visite el sitio Web de Kingston (www.kingston.com) o utilice nuestro manual
de configuracion para averiguar las reglas especificas de configuracion de la
computadora. También puede ponerse en contacto con el soporte técnico para su
memoria con el fabricante de la computadora.

3) Reinstale el modulo.

Empuje el modulo firmemente hacia el socket. En muchos casos oira un clic cuando
en modulo esté en posicion. Asegurese de que el modulo quedo exactamente en su
lugar, comparando la altura del modulo con la altura de otros modulos en los sockets
circundantes.

4) Cambie los modulos

Quite la nueva memoria y vea si desaparece el problema. Quite la memoria anterior,
reinstale la nueva y vea si el problema persiste. Intente poner la memoria en distintos
sockets. El intercambio muestra si el problema esta en un moédulo o en un socket de
memoria en especial o si los dos tipos de memoria no son compatibles.

5) Limpie el socket y los pines en el modulo de la memoria

Utilice una frazada para secar los pines en el modulo. Utilice aire comprimido ¢ una
aspiradora para PCs para limpiar el socket. No utilice solvente ya que puede corroer
el metal o evitar que las guias hagan contacto completo. Flux- Off® es un limpiador
que se utiliza especificamente para contactos. Puede comprarlo en tiendas de equipos
de computadoras o electrénico.

6) Actualice el BIOS.

Los fabricantes de computadora actualizan la informacion del BIOS con frecuencia y
hacen revisiones posteriores de los sitios Web. Asegtirese de tener el BIOS mas
reciente para su computadora. Esto aplica especialmente cuando instald
recientemente software nuevo o si esta actualizando la memoria en forma importante.
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CUANDO OCURRE EL PROBLEMA

Cuando ocurre un problema es una pista para encontrar la causa.
Por ejemplo, la respuesta al mensaje de error de memoria depende de:

1) Si acaba de comprar una nueva computadora.

2) Si acaba de instalar nueva memoria.

3) Si acaba de instalar nuevo software o un nuevo sistema operativo.

4) Si acaba de instalar hardware.

5) Sila computadora habia estado corriendo bien y no habia hecho ningan

cambio reciente.

Aqui estan las reglas para comenzar:

ACABA DE COMPRAR UNA NUEVA COMPUTADORA

Si acaba de comprar una nueva computadora y esta generando errores de memoria,
el problema podria relacionarse con cualquier cosa, incluyendo una mala tarjeta de
computadora. En este caso, necesita corregir las fallas de la computadora completa,
incluyendo la memoria. Debido a que la persona que le vendi6 la computadora
configuré la memoria y realizé pruebas antes de entregar la computadora, esto puede
ayudar mas.

ACABA DE INSTALAR UNA NUEVA MEMORIA

Si acaba de instalar una nueva memoria, la primera posibilidad es que haya instalado
las piezas incorrectas. Vuelva a verificar los numeros de partes, confirme que
configur6 e instalo la memoria correctamente.

ACABA DE INSTALAR UN NUEVO SOFTWARE O SISTEMA OPERATIVO

Un nuevo software o sistema operativo tiende a presionar mas a la memoria con los
sistemas operativos anteriores. Algunas veces la memoria que trabaja bien antes de la
instalacion del software comienza a generar errores una vez que ejecute software que
requiere un uso intensivo de la memoria. El nuevo software tiene fallas y es comun
que las versiones Beta produzcan errores de memoria. En estos casos, el primer paso
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seria asegurarse de que tiene la tltima version de BIOS y los parches de servicio para
el software. De lo contrario, péngase en contacto con el distribuidor de la memoria.
Un representante de soporte técnico puede tener la experiencia con otros incidentes
de software y puede ayudarle para corregir las fallas en una forma mas detallada.

ACABA DE INSTALAR O QUITAR HARDWARE

Si acaba de instalar o quitar hardware y repentinamente recibe mensajes de error de
la memoria, el primer lugar para buscar es en la computadora misma. Una conexion
se pudo haber aflojado durante la instalacion o el nuevo software puede estar
defectuoso; en cualquier caso, los errores se manifiestan como problemas de
memoria. Asegtirese de que tiene los dltimos controladores y el firmware. La mayoria
de los fabricantes de hardware colocaran las actualizaciones en los sitios Web.

PROBLEMAS INESPERADOS

Si el sistema se ha estado ejecutando bien y repentinamente empieza a generar errores
de memoria, se cae y se congela con frecuencia, la posibilidad de una falla de
hardware es la mas probable, debido a que los problemas de configuracion de
instalacion se muestran cuando se enciende la computadora. Algunas veces se pueden
tener problemas de memoria si la computadora se sobrecalienta o si se tiene un
problema con el suministro de energia o si se ha desarrollado corrosion entre el
modulo de memoria y el socket, lo que debilita la conexion.

MANEJO DE PROBLEMAS ESPECIFICOS

A continuacion se da una lista de las formas mas comunes en las que la computadora
le informa sobre un problema de memoria.

1) La computadora no iniciard, sélo hara ruido.
2) La computadora iniciard, pero no reconocera toda la memoria instalada.
3) La computadora iniciara, pero la pantalla estara en blanco.
4) La computadora informa de un error de memoria.
a) Error de discordancia de memoria.
b) Paridad de memoria interrumpida en xxxxx.
¢) Error de direccion de memoria en xxxx.
d) Falla de memoria en xxxxx, lee Xxxxx, se espera XXXXXX.
e) Error de verificacién de memoria en xxxxx.
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5) La computadora tiene otros problemas causados por la memoria.
a) La computadora informa errores en forma intermitente, se apaga con
frecuencia o se reinicia espontaneamente.
b) Errores de registro.
c) Fallas generales de proteccion, fallas de localizacion y errores de excepcion.
6) El administrador del sistema del servidor informa un error de memoria.

Las siguientes traducciones le ayudaran a entender lo que quiere decir la
computadora cuando le da una de estas senales.

1) La computadora no inicia, s6lo hace ruido.

Cada vez que la computadora inicia, hace un inventario del hardware. El inventario
consiste en el reconocimiento que hace el BIOS de la computadora y algunos casos
la asignacion de direcciones a los componentes en la computadora. Si la computadora
no inicia, el CPU no puede comunicarse con el hardware. La causa puede ser una
instancia inadecuada o la incapacidad del BIOS para reconocer el hardware.

Siga las técnicas de correccion de fallas basicas, poniendo especial atencion en el
hecho de si el modulo de memoria esta instalado por completo y si tiene la tltima
version del BIOS.

2) La computadora inicia, pero no reconoce toda la memoria instalada.

Cuando la computadora inicia, una parte del proceso es contar la memoria. En
algunas maquinas el conteo aparece en pantalla y en otras se encuentra cubierto. Si el
conteo esta cubierto, desde el ment de configuracion de la computadora vea cuanta
memoria marca la computadora. Si la computadora cuenta o enlista un ntmero
menor de la memoria que instald, la computadora no ha reconocido toda la memoria.

Algunas veces, la computadora reconocera una parte del modulo. Esto casi siempre
se debe al uso de la clase incorrecta de memoria. Por ejemplo, si la computadora sélo
acepta memoria de un solo banco y se le instalo6 memoria de banco doble, la
computadora solo dara la mitad de la memoria en el modulo. Algunas veces la
memoria aceptara solamente modulos que contienen chips de memoria con
organizaciones especificas. Por ejemplo, el conjunto de chips VX no funciona bien
con chips a 64 Mbits.
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En muchas computadoras, la cantidad méaxima de memoria que la computadora
pueda reconocer es menor a la cantidad méaxima que se puede instalar fisicamente.
Por ejemplo, la computadora puede tener 3 sockets, cada uno capaz de mantener un
modulo de 128MB. Si se llené cada socket 128MB se tendrian 384MB de memoria.
Sin embargo, la computadora solo puede reconocer un maximo de 256MB.
En muchos casos se puede evitar este problema consultando el manual de la
computadora o el sitio web de configuracion de la memoria antes de comprarla. O
visite el sitio Web de Kingston.

3) La computadora inicia pero la pantalla esta en blanco.

La razén mas comun para tener la pantalla en blanco es una tarjeta mal colocada o
que la memoria no se ha asentado completamente o que la memoria no sea del tipo
que soporta la computadora. Confirme que la memoria estd instalada adecuadamente
y que los otros componentes en la computadora no se desconectaron o que se salieron
de su lugar accidentalmente mientras se instalaba la memoria.

Vuelva a verificar que tiene el numero de parte correcto para la computadora. Si tiene
una memoria sin paridad en la computadora que requiere memoria de verificacion de
errores o memoria de SDRAM en una computadora que solo soporta EDO, la pantalla
puede quedarse en blanco en el inicio.

4) La computadora informa un error de memoria.

Error de falta de correspondencia de memoria: Esto no es realmente un error.
Algunas computadoras requieren que les digan que esta bien tener una nueva
cantidad de memoria. Utilice el ment de inicio para “decirselo” a la computadora.
Utilice las indicaciones, ingrese la cantidad, seleccione Guardar y después salga.

Errores de direccion o de memoria en la computadora: todos los siguientes errores
y aquellos similares a estos indican que la computadora tiene un problema con
la memoria:

¢ Interrupcion de paridad de la memoria en xxxxx.

* Error de direccion en la memoria en xxxxx.

* Falla de memoria en xxxxx, lee XXxxx, se espera XxXxxx
¢ Error de verificacion de la memoria en xxxxx.
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Normalmente, la computadora realizara una prueba simple de memoria cuando
inicia. La computadora escribira la informacion en la memoria y leera otra vez. Si la
computadora no obtiene lo que esperaba, entonces informara sobre un error y
algunas veces dara la direccion donde ocurrio ese error.

Dichos errores normalmente indican un problema con el médulo de memoria, pero
otras veces pueden indicar una tarjeta madre defectuosa o una incompatibilidad entre
la memoria anterior y la nueva. Para verificar que la memoria nueva esta causando el
problema, quite la memoria nueva y vea si el problema desaparece. Después, quite la
memoria anterior y s6lo instale la nueva. Si el error persiste, llame al fabricante de la
memoria y pidale que se la reemplace.

5) La computadora tiene otros problemas causados por la memoria.

La computadora reporta errores en forma intermitente, se cae con frecuencia o
se reinicia espontaneamente: debido al gran nimero de causas, estos problemas son
dificiles de diagnosticar. Las causas posibles son ESD (Descarga electrostatica),
sobrecalentamiento, corrosion o un suministro de energia con fallas. Si sospecha que
hay un dano por una ESD, pongase en contacto con el fabricante de la memoria y
pida un reemplazo. Antes de instalar la nueva memoria, vea la pagina 87 para mayor
informacion sobre la forma de evitar el ESD. Si sospecha de corrosion, limpie los
contactos de la memoria y los sockets de la memoria tal como se explica en la pagina
98. Si sospecha del suministro de energfa, tendra que hacer una correccion de fallas
general de la computadora enfocandose en el suministro de energfa.

Errores de registro: Windows coloca una porcién grande del registro en RAM.
Algunas veces una memoria defectuosa causara errores de registro. Windows informa
un error de registro y le indica reiniciar. Si los avisos se repiten, quite la memoria que
acaba de instalar y reiniciela. Si el error desaparece, pida al fabricante de la memoria
que reemplace los moédulos de memoria.
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Fallas generales de proteccion, fallas de localizacion y los errores de excepcion:
La causa mas comun es el software. Por ejemplo, una aplicacion pudo haber liberado
la memoria después de salir u ocupa las mismas direcciones de memoria que otra. En
estos casos el reinicio debe resolver el problema. Si la computadora repentinamente
despliega fallas de proteccion en general, errores de excepcion o fallas de localizacion
después de haber instalado la nueva memoria, quite la nueva memoria y vea si se
detiene los errores. Si s6lo ocurren cuando la nueva memoria esta instalada, pongase
en contacto con el fabricante de la memoria para obtener ayuda.

6) El administrador del sistema del servidor informa un error de memoria:

La mayoria de los servidores se envian con administradores de sistema que
monitorean la utilizacion de los componentes y prueban las anormalidades. Algunos
de esos administradores de sistemas cuentan errores del software en la memoria. Los
errores de software se corrigen mediante la memoria ECC. Sin embargo, si la cantidad
de errores de memoria es mas alta que las especificaciones, el administrador del
sistema envia una advertencia previa a la falla. Esta advertencia permite al
administrador de red reemplazar la memoria y evitar un retrazo del sistema.

Si el administrador del sistema o el servidor envia una advertencia previa de falla u otro
error de memoria, pida al fabricante de la memoria un reemplazo si el administrador
del sistema contintia generando errores después del reemplazo de memoria, asegurese
de tener la ultima version de BIOS, los parches de servicio del software y firmware.
La posibilidad de recibir los médulos de memoria en malas condiciones mas de una
vez es baja. Pongase en contacto con el fabricante de memoria para ver la resolucion
de problemas de compatibilidad. Algunas veces el servidor no funciona bien con
ciertos tipos de chips de memoria o ciertos disefios de memoria.

;TODAVIA NECESITA AYUDA?

La mayoria de los fabricantes de memoria tienen secciones de preguntas frecuentes o
preguntas y respuestas en sus paginas Web. También hay 4areas de correccion de fallas
en la pagina Web de los fabricantes de computadoras. Si no puede encontrar nada en
linea, llame por teléfono a soporte técnico del fabricante de computadora o de la
memoria. La siguiente seccion da informacion sobre Kingston y como ponerse en
contacto con nosotros.
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DESCRIPCION GENERAL DE LA COMPANIA

Fundada en 1987, Kingston Technology es el fabricante independiente de productos
de memoria mas grande del mundo. Kingston disena y fabrica memoria para
computadoras de escritorio, computadoras portatiles, servidores, estaciones de
trabajo, impresoras, camaras digitales, ruteadores, palmtops, MP3 y otros dispositivos
digitales.

Kingston posee una posicion unica en el mercado de memoria puesto que mantiene
relaciones claves con los mas grandes fabricantes de semiconductores, fabricantes de
sistemas (OEMs) y canal de distribucion. La compania ademads tiene empresas
hermanas en los sectores de empaquetamiento de componentes (Payton Technology
fabricante de chips de memoria), procesos de pruebas y laboratorio de validacion de
pruebas (AVL) completo.

Una compania global con mas de 2000 productos y ventas de mas de 1000 millones
de dolares al afio, Kingston sirve una red internacional de distribuidores y clientes
OEM en EE.UU.; Europa, Asia, Africa, Australia, y Latinoamérica, representando mas
de 3000 localidades a nivel mundial.

El espiritu de Kingston refleja un compromiso individual...

VALORES PRINCIPALES

Respeto mutuo en nuestro ambiente de diversidad cultural.

Lealtad en nuestras sociedades y alianzas a largo plazo.

Flexibilidad y adaptabilidad en la respuesta a las necesidades de nuestros clientes.
Invertir en nuestros empleados para mejorar continuamente nuestro recurso mas valioso.

Divertirnos trabajando en compania de nuestros amigos.
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COMO PONERSE EN CONTACTO CON KINGSTON

OFICINA MATRIZ EN ESTADOS UNIDOS

Kingston Technology Company, Inc.

17600 Newhope Street

Fountain Valley, CA 92708

USA

MEMORIA / EEUU

TELEFONO

Tel.:+1 (714) 435-2600

Fax: +1 (714) 435-2699

Internet: www.kingston.com

Si gusta enviar una realimentacion de esta publicacion, envie sus comentarios a
webmaster@kingston.com

FAX

CORREO ELECTRONICO

Ventas de memoria

+ 1 (800) 835-6575

+1(714) 427-3794

sales@kingston.com

Soporte Técnico

+ 1 (800) 435-0640

+ 1 (714) 424-3939

tech_support@kingston.com

RMA

+1(800) 337-3719

+1(714) 435-2643

rma@kingston.com

MEMORIA / INTERNACIONAL
(EXCEPTO EUROPA)

TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRONICO

Ventas de memoria (en inglés)

+1(714) 437-3334

+1(714) 438-1820

intlsales@kingston.com

Soporte Técnico (en inglés)

+ 1 (800) 435-0640

+1(714) 424-3939

tech_support@kingston.com

MEMORIA PARA
AMERICA LATINA

TELEFONO

FAX

CORREO ELECTRONICO

Argentina: Ventas y soporte técnico
(Sin costo en todo el pais)

0 (800) 666-0209

+1(714) 438-1820

servicio_cliente@kingston.com

Chile: Ventas y soporte técnico
(Sin costo en todo el pais)

(800) 200-638
123-020-0769

+1(714) 438-1820

servicio_cliente@kingston.com

Venezuela: Ventas y soporte técnico
(Sin costo en todo el pais)

0 (800) 100 58 22

+1(714) 438-1820

servicio_cliente@kingston.com

Meéxico: Ventas
(Sin costo en todo el pais)

(888) 822-6323

+1(714) 438-1820

servicio_cliente@kingston.com

México: Soporte Técnico
(Sin costo en todo el pais)

01 (800) 021-9694
01 (800) 021-9695

01 (722) 216-2677

soporte_mexico@kingston.com

Resto de Latinoamérica: Ventas

+ 1 (714) 445-3476

+1(714) 438-1820

servicio_cliente@kingston.com

Resto de Latinoamérica:
Soporte Técnico

+1(714) 435 - 2639

+1(714) 424 - 3939

soporte_tecnico@kingston.com

ValueRAM: Ventas

(Dirfjase al teléfono de
ventas para su pais)

+1(714) 438-1820

valueram_latinoamerica@kingston.com

RMA: (en inglés)

+1(714) 427-3590

+1(714) 438-1820

crista_morales@kingston.com
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OFICINAS INTERNACIONALES

Kingston Technology Europe, Inc. Teléfono: + 44 (0) 1932 738 888
Kingston Court Fax: + 44(0)1932 738 880

Sunbury-on-Thames
Middlesex TW16 7 EP England

Kingston Technology Far East Co.

No. 1-5, Li-Hsin Road, I Teléfono: 886-3-564-1539
Science Based Industrial Park, Fax: 886-3-566-6891
Hsin-Chu, Taiwan

Kingston Technology Germany Teléfono: + 49 89 627 1560
Hoferstrasse 1 Fax +49 49 89 627 15660
81737 Munich

Kingston Technology France Teléfono: + 33 1 46 43 9530
171A, Avenue Charles de Gaulle Teléfono: 0800 90 57 01
92200 Neully—sur—Seine (Servicio de numero sin costo al cliente

dentro de Francia)

Fax: + 33 1 46 43 9535

Telecopy: 0800 90 0910

(Numero sin costo dentro de Francia)

Kingston Technology Australia Teléfono: +61 (3) 9690 - 9699
67 Palmersto Crescent, Suite 3 Fax: +61 (3) 9696-9192
South Melbourne, Victoria 3205

Australia

Kingston Technology Electronics Télefono: 86-21-50480128
Shanghai Co. Fax: 86-21-50481855

Building 7, No. 308, Fen Ju Road
Wai Gao Qiao Free Trade Zone

Shanghai, China 200131

Kingston Technology Beijing Télefono: +8610-8488-2188
Room 0700 7/F World Tower, 16 Andelu  Fax: +8610-8488-2172
Dong Cheng District, Beijing, 100011
PR. China
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;{POR QUE KINGSTON?

CERTIFICACION ISO 9001

Kingston posee la certificacion ISO 9001 como parte de un esfuerzo global continuo
para asegurar a los clientes el servicio y producto de la mas alta calidad.

CALIDAD EXCEPCIONAL

Ademas de nuestra certificacion ISO 9001, hemos establecido un proceso de control
de calidad DCAT ( Disefio, Componentes, Ensamble y Prueba) extenso para asegurar
la confiabilidad total en el producto.

LIiDER PROBADO EN LA INDUSTRIA
Kingston ha fabricado moédulos de memoria desde 1987.

100% DE PRUEBAS EN PRODUCTOS

Kingston prueba cada moédulo de memoria antes de su envio. Nuestro equipo
personalizado de prueba es tan completo que puede probar incluso cada celda en
cada chip en cada modulo. En un modulo de 64MB, son {512 millones de celdas!

COMPONENTES DE PRIMERA CALIDAD

Kingston compra el 100% de los chips de memoria con proveedores de DRAM con la
mas alta reputacion.

SOPORTE TECNICO SIN COSTO

Tenemos profesionales de soporte técnico disponibles para contestar sus llamadas en
espanol.(ver contactos en pagina 108)

GARANTIA DE PORVIDA DE KINGSTON

Todos los modulos de memoria Kingston tienen garantia de por vida.
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UNIDADES DE EVALUACION SIN COSTO

Kingston ofrece un programa de evaluacion gratuita de productos por 30 dias para
clientes corporativos calificados.

100% DE GARANTIA DE COMPATIBILIDAD

Kingston garantiza que todos los productos de memoria sean compatibles con el
sistema o familia de sistemas para los que fueron disenados.

FOLLETERIA SIN COSTO

Kingston esta comprometido a educar a sus clientes sobre memorias y tecnologias
relacionadas. Documentos estratégicos, bits de memoria y otras
herramientas informativas estan disponibles sin costo alguno. Formatos
electronicos de folletos y herramientas en espafol se encuentran disponibles en
www.kingston.com/latinoamerica.

SOPORTE EN CAMPO

El equipo de ventas en campo de Kingston esta disponible para ofrecer soporte a
clientes en sitio y en forma regional. Para encontrar a un representante en su area,
dirfjase a www.kingston.com/latinoamerica.

SITIO WEB EN ESPANOL

El sitio web de Kingston www.kingston.com/latinoamerica tiene la informacion mas
actualizada sobre las tendencias en la industria, promociones, nuevos productos,
donde comprar Kingston en cada pais y mucho mas. Envie sus comentarios a
webmaster@kingston.com
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La actualizacion mantiene los datos almacenados en DRAM. El proceso de
actualizacion de celdas eléctricas de un componente DRAM es similar a recargar las
baterias. Distintos componentes DRAM requieren distintos métodos de actualizacion.

Un dispositivo que mantiene datos, tal como el disco duro o el CD-ROM.

La cantidad de datos que se mueven en lineas electrénicas, tales como un bus, por
segundo. Generalmente, el ancho de banda se mide en bits por segundo, bytes por
segundo o ciclos por segundo (Hertzios).

(Instituto Norteamericano de Normas Nacionales) La organizacion estadounidense
responsable de establecer las normas de tecnologia de la informacion.

(Codigo de normas norteamericanas para el intercambio de informaciéon) Un método
de codificar texto en forma de valores binarios. El sistema del codigo ASCII contiene
256 combinaciones de nimeros binarios de 7 y 8 bits para representar cualquier tecla
que se oprima.

(o tarjeta ATA Flash) Una tarjeta PC dedicada a almacenar datos en dispositivos
portatiles. ATA Flash Cards son similares a las unidades de discos duros.

Una tecnologia de memoria que permite que DRAM se actualice a si misma y que
sea independiente del CPU o de un conjunto externo de circuitos de actualizacion.
La tecnologia de auto-actualizacion se construye en el chip DRAM mismo y reduce
dramaticamente el consumo de energia. Las computadoras portatiles utilizan
esta tecnologia.

Véase banco de memoria.

Una unidad légica de memoria en una computadora, cuyo tamano determina el CPU.
Por ejemplo, un CPU a 32 bits requiere bancos de memoria que proporcionen 32 bits
de memoria a la vez. Un banco puede consistir en uno o mas modulos de memoria.

Modulo de memoria que tiene dos bancos.
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Un moédulo que solo tiene un banco o fila.

(Estructura de rejilla de bola) Un empaque de chips que tiene esferas soldadas en la
parte inferior para el montaje. BGA permite realizar una reduccion en el tamano de
empaque del colorante, la mejor disipacion de calor y mayores densidades del modulo.

Un sistema de numeracion que utiliza combinaciones de O y 1 para representar datos.
También se conoce como Base 2.

(Sistema basico de entrada/salida) Rutina de inicio que prepara la computadora para
la operacion.

La unidad mas pequena de informacion que procesa la computadora. Un bit es 1 6 0.

Un area de espera para datos compartidos por los dispositivos que operan a distintas
velocidades o tienen distintas prioridades. Un bufer permite que un
dispositivo opere sin retrasos que impongan otros dispositivos.

Una ruta de datos en la computadora, la cual consiste de diversos cables en paralelo
a los que estan conectados el CPU, la memoria y todos los dispositivos de
entrada/salida.

El bus que va del CPU a las ranuras de expansion de memoria. Bus frontal (FSB) La
ruta de datos que va del CPU a la memoria principal (RAM).

(FSB) La ruta de datos que va del CPU a la memoria principal (RAM).

(DIB) Una arquitectura de bus desarrollada por Intel que ofrece un ancho de banda
mas grande con acceso a dos buses distintos (frontal y posterior) al procesador. Las
computadoras Pentium II tiene DIB.

(VL — Bus) Un bus local a 32bits que va del CPU a los dispositivos periféricos a una
velocidad de 40MHz.

(BSB) La ruta de datos que va del CPU a la memoria caché L2.
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Ocho bits de informacion. El byte es la unidad fundamental del procesamiento de la
computadora; casi todas las especificaciones y medidas del desempefio de la
computadora se dan en bytes o multiplos. Véase kilobytes y megabytes.

Memoria caché que reduce en estados en espera y acelera el acceso a la
memoria utilizando funciones de tuberia y explosion.

(L1) También conocido como caché primario, Caché L1 es una pequena cantidad de
memoria de alta velocidad que reside sobre o muy cerca del procesador. Caché L1
suministra al procesador los datos e instrucciones solicitados con mas frecuencia.

(L2) También conocida como caché secundaria, Caché L2 es una pequena cantidad
de memoria de alta velocidad que se encuentra cerca del CPU y generalmente en la
tarjeta madre. La Caché L2 suministra al procesador los datos e instrucciones
solicitados con mas frecuencia. Dependiendo de la tarjeta madre, la caché de Nivel 2
se puede actualizar.

La ruta de datos de los sistemas Rambus. Debido a que la anchura de los datos es
estrecha (dos bytes), los médulos Rambus transfieren datos a una velocidad de hasta
800MHz.

(Estroboscopio de direccion de columnas) Una sefial de chips de memoria que
asegura la direccion de la columna a una ubicacion en particular en la matriz fila —
columna.

(Acceso de memoria coherente de caché, no uniforme) Una arquitectura flexible
que utiliza componentes de bajo costo modulares y ofrece potencial de
escalabilidad multidimencional a servidores de extremo alto.

Una tecnologia IBM que verifica errores, la cual protege al sistema de una falla
individual del chip de memoria, asi como de errores de multiples bits en cualquier
parte del chip de memoria.

Una transaccion sencilla entre la memoria principal y el CPU.
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Un factor de forma pequefio y ligero para tarjetas de almacenamiento desmontables.
Las tarjetas CompactFlash son durables, operan a bajos voltajes y retienen datos
cuando esta apagada la energia. Sus usos incluyen camaras digitales, teléfonos
celulares, impresoras, computadoras portatiles, localizadores y grabadoras de audio.

Un término de Apple Computer, Inc. para el médulo de memoria que

utilizaban en la tecnologia anterior y que contenia mas chips, pero que eran de
baja densidad.

Un soque de memoria Direct Rambus.

Microchips que dan soporte al CPU. Generalmente, el conjunto de chips contiene
varios controladores que gobiernan la forma en que viaja la informacion entre el
procesador y otros componentes.

(Unidad de procesamiento central) El chip de computadora que tiene la
responsabilidad primaria de interpretar comandos y ejecutar programas. El CPU
también se conoce como el procesador o microprocesador.

( Memoria de acceso directo dinamico sincrénico de velocidad de doble datos) La
ultima generacién de tecnologia SDRAM. Los datos se leen tanto en el extremo
ascendente como en el descendente del reloj de la computadora, generando asi un
ancho de banda doble del SDRAM estandar. Con SDRAM DDR, la velocidad de la
memoria se duplica sin aumentar la frecuencia del reloj.

Un componente, generalmente de una aleacion de zinc, que disipa el calor. Los CPU
requieren depositos de calor.

Un chip EEPROM que contiene informacion sobre el tamano y la velocidad, asi como
otras especificaciones e informacion del fabricante de un modulo de memoria.

(Médulo de memoria en linea dual) El conjunto de tarjetas de circuitos impresos con
contactos de oro y dispositivos de memoria. Un DIMM es similar a un SIMM, pero
con una diferencia principal: a diferencia de las guias de metal a cada lado de un
SIMM, que se “unen” eléctricamente, las guias a cada lado del DIMM son
independientes eléctricamente.
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(Empaque en linea dual) Un empaque de componente de DRAM. Los DIP se pueden
instalar en sockets o soldar en forma permanente en orificios en el conjunto de
tarjetas de circuitos impresos. El empaque de bits fue extremadamente popular
cuando se instalaba la memoria directamente en la tarjeta madre.

Una cubierta, generalmente de aluminio, que tapa un dispositivo electrénico y
disipa calor.

(Memoria dinamica de acceso aleatoria) La forma mas comtun de RAM. DRAM puede
mantener datos solo durante un corto tiempo. Para retener datos, DRAM debe
actualizarse periodicamente. Si las celdas no se actualizan, los datos desaparecen.

(Codigo de correccion de errores) Un método para verificar la integridad de los datos
en DRAM. ECC proporciona una deteccion de errores mas elaborada que la paridad,
ECC puede detectar errores de bits multiples y puede localizar y corregir errores de
bits sencillos.

(Datos ampliados hacia fuera) Una tecnologia de DRAM que hace mas corto el ciclo
de lectura entre la memoria y el CPU. Las computadoras que lo soportan, la memoria
EDO permiten que un CPU tenga acceso a la memoria en 10 6 20% mas rapido en
comparacién con la memoria en modo de localizacion rapida.

(DRAM mejorada) La memoria de DRAM Enhanced Memory Sistems, Inc. que
contiene una pequena cantidad de SDRAM.

(Memoria de solo lectura programable y borrable en forma eléctrica) Un chip de
memoria que retiene el contenido de datos después de haber quitado la energia.
EEPROM se puede borrar y volver a programar dentro de la computadora o en
forma externa.

(ISA ampliado) Una arquitectura de bus que amplio el Bus ISA de 16bits a 32bits.
EISA opera a 8MHz y tiene una velocidad de transferencia de datos pico de 33MB por
segundo. EISA se introdujo en 1988 como una alternativa abierta al bus de Canal
micro propiedad de IBM.
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Una técnica en la que la memoria carga los contenidos en la memoria solicitados en
una pequefia memoria caché compuesta de SRAM e inmediatamente comienza a
buscar el siguiente contenido de memoria. Esto crea una tuberia en dos etapas, en la
que los datos se leen o se escriben en SRAM en una etapa y los datos se leen o se
escriben en la memoria en otra etapa.

(ECC o SIMM) Una tecnologia de verificacion de integridad de datos de IBM que
describe la verificacion de integridad de datos de ECC en un SIMM.

(Memoria de solo lectura programable y borrable) Un chip programable y que se
puede volver a usar que detiene su contenido hasta que se borra bajo luz ultravioleta.
Un equipo especial borra y reprograma los EPROM.

(DRAM sincronicamente mejorada) Un tipo de SDRAM desarrollada por SDRAM
Enhanced Memory Systems, Inc. reemplaza la SDRAM incrustada en sistemas
integrados y ofrece una velocidad comparable, pero con menos consumo de energia
y menor costo.

Un método de diagrama de configuraciones de memoria. El esquema de bancos
consiste en filas y/o columnas que representan sockets de memoria en una tarjeta de
computadora. Las filas indican sockets independientes; las columnas indican bancos.

Un periodo inactivo para el procesador. Los estados en espera son el resultado de
distintas velocidades de reloj del procesador y la memoria, en los cuales la memoria
generalmente es mas lenta.

El tamano, configuracién y otras especificaciones utilizadas para describir el
hardware. Ejemplos de factores de memoria son: SIMM, DIMM, RIMM, 30 pines, 70
pines y 168 pines.

Aproximadamente 1,000 millones de bytes o exactamente 1byte x 1,0243 (1,073,
741, 824) bytes.

Aproximadamente 1,000 millones de bits o exactamente 1bit x 1,0243 (1,073,
741, 824) bits.
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(MCH) La interfaz entre el procesador, el puerto de grafico acelerado y RDRAM en la
tarjeta madre que utilizan conjuntos de chips de 820 u 840 de Intel.

(MTH) la interfaz que permite que se soporte la memoria SDRAM en un Canal Direct
Rambus para las tarjetas madre que utilizan conjuntos de chip de 820 de Intel.

(Circuito integrado) Un circuito electrénico en un chip semiconductor. El circuito
incluye componentes y conectores. Generalmente, un chip semiconductor se moldea
en una caja de plastico ceramica y tiene pines de conector externas.

Utilizando parte de la unidad de disco duro, como memoria cuando RAM est4 llena.
Véase Memoria Virtual.

Técnicas para incrementar la velocidad de la memoria. Por ejemplo, con bancos de
memoria por separado para direcciones pares y nones, el siguiente byte de memoria
se puede acceder mientras se actualiza el byte actual.

(Joint Electron Device Engineering Council) Un organismo de la Alianza de Industrias
Electronicas (CIA) que establece las normas de ingenieria de semiconductores.

Aproximadamente mil bits o exactamente 1 bit x 210 (1,024) bits.
Aproximadamente mil bytes o exactamente 1 byte x 210 (1,024) bytes.

La proporcion entre el tiempo de acceso de las columnas y el tiempo de ciclo de
reloj. La Latencia 2 (CL2) ofrece un ligero aumento de rendimiento sobre la Latencia
CAS (CL3).

Una tarjeta PC dedicada a almacenar codigos en ruteadores, computadoras portatiles,
PDAs, camaras digitales y otros dispositivos digitales.

La mitad de un byte de 8bits, 6 4bits
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Aproximadamente un millén de bits o exactamente 1bit x 1,0242 (1,048,576) bits.
Aproximadamente un millén de bytes o exactamente 1bit x 1,0242 (1,048,576) bytes.

Una pequena cantidad (normalmente menos de 1MB) de memoria de alta velocidad
que reside dentro o cerca del CPU. La memoria caché proporciona al procesador los
datos e instrucciones solicitados con mas frecuencia. La memoria caché de Nivel 1
(caché primario) es la mas cercana al procesador. La caché de Nivel 2 (caché
secundaria) es la segunda caché mas cercana al procesador y generalmente se
encuentra en la tarjeta madre.

La memoria de acceso aleatorio de una computadora. La memoria mantiene
temporalmente datos e instrucciones para el CPU. Véase RAM.

Un moédulo de memoria que contiene bufers. Los bufers vuelven a impulsar las
seniales a través de los chips de memoria y permiten que el modulo incluya mas chips
de memoria. No se pueden mezclar la memoria con bufer y sin bufer. El disefio del
controlador de memoria de la computadora establece si la memoria debe contener
bufer o no.

(WRAM) Memoria de dos puertos de Samsung Eletronics (dos puertos de datos por
separado) que normalmente esta en una tarjeta de video o de graficos. WRAM tiene
un ancho de banda 25% mas grande que VRAM, pero cuesta menos.

(VCM) VCM es una arquitectura de memoria desarrollada por NEC. VCM permite
que diferentes bloques de memoria, cada uno con su propio bufer, hagan interfaz en
forma separada con el controlador. De esta forma, las tareas del sistema pueden tener
asignado en sus propios canales virtuales. La informacion relacionada con una
funcion no comparte el espacio de bufer con otras tareas que se ejecutan en forma
simultanea, haciendo de esta forma que la operacion sea mucho mas eficiente en general.

Personalizacion de memoria diseniada para una computadora en especifico.

Un tipo de memoria que normalmente es para computadoras portatiles. La memoria
de tarjeta de crédito es del tamarnio de una tarjeta de crédito.
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Una memoria en estado solido, no volatil y reescribible que funciona como una
combinaciéon de RAM y disco duro. La memoria flash es durable, opera a bajos
voltajes y retiene datos cuando esta apagada la energia. Las tarjetas de memoria flash
se utilizan en camaras digitales, teléfonos celulares, impresoras, computadoras
portatiles, localizadores y grabadores de audio.

La memoria SDRAM que contiene registros directamente en el moédulo. Los registros
vuelven a impulsar las senales a través de los chips de memoria y permiten que el
modulo se construya con mas chips de memoria. La memoria registrada y sin bufer
no se pueden mezclar. El diseno del controlador de la memoria de la computadora
establece el tipo de memoria que requiere la computadora.

Memoria simulada. Cuando RAM esta lleno, la computadora intercambia datos con el
disco duro en ambos sentidos cuando es necesario. Véase Intercambio.

Memoria que no contiene bufers o registros localizados en el modulo. En lugar de
esto, estos dispositivos se localizan en la tarjeta madre.

(BGA) La técnica de empaque de chips BGA Tessera, Inc. permiten la reduccion en el
tamano de empaque, disipacion de calor mejorada y mayores densidades del modulo.

Una tarjeta de memoria Linear Flash pequena, de bajo costo, disefiado para aumentar
la memoria, almacenar datos de voz/imagen, almacenar y recuperar voz/Email. La
Miniature Card es usada en palmtops, camaras digitales, MP3 players, teléfonos
inteligentes y otros dispositivos digitales.

Transmision a alta velocidad de un bloque de datos (una serie de direcciones
consecutivas) cuando el procesador solicita una direccion sencilla.

Una forma temprana de DRAM. La ventaja de modo de localizacion rapido sobre
tecnologias anteriores de memoria del modo de localizacion fue el acceso mas rapido
a los datos en la misma fila.

Una tarjeta de memoria flash en tamafio miniatura capaz de almacenar gran cantidad
de datos multimedia (ej. musica, imagenes, dialecto, video, texto, etc.). Tarjetas
MMC con frecuencia son usadas en MP3 players, PDAs y otros dispositivos
electrénicos portatiles.
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(ns) Una mil millonésima parte de un segundo (1/1,000,000,000). Los tiempos de
acceso de los datos de memoria se encuentra en nona segundos. Por ejemplo, los
tiempos de acceso de memoria para los médulos SIMM tipicos de 32 y 72 pines
varian de 60 a 100 nano segundos.

Un término de Apple Computer, Inc. para un médulo de memoria que utilizaba una
nueva tecnologia y contenia menos chips, pero de mas alta densidad. Los médulos no
compuestos eran mas confiables y mas caros que los modulos compuestos.

(CSP) Empaque delgado de chips mediante en el cual las conexiones eléctricas
normalmente se hacen a través de una estructura de rejilla de esfera. El empaque de
escala de chips se utiliza en la memoria RDRAM y memoria flash.

Verificacion de integridad de datos que agrega un bit sencillo en cada byte de datos.
El bit de paridad se utiliza para detectar errores en los datos de 8bits.

Verificacion de integridad de datos en la que el bit de paridad verifica un namero
impar de 1s.

Un tipo de verificacion de integridad de datos mediante la cual el bit de paridad
verifica que haya un ntmero par de 1.

(Conjunto de tarjetas de circuitos impresos) Tarjetas generalmente planas y de capas
multiples hechas de fibra de vidrio con rastros eléctricos. La superficie y las subcapas
utilizan rastros de cobre para proporcionar conexiones eléctricas para chip y otros
componentes. Los ejemplos de PCB incluyen: tarjetas madre, SIMM y memorias para
tarjetas de crédito.

(Interconexion de componentes periféricos) Un bus periférico que puede enviar 32 6
64bits de datos en forma simultanea. PCI ofrece capacidad de plug-and-play.

(AGP) Una interfaz desarrollada por Intel que permite hacer graficos a alta velocidad.
Los datos de graficos se mueven entre el controlador de graficos de la PC y la
memoria de la computadora en forma directa, en lugar de quedarse en la memoria de
video caché.
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(Memoria de acceso aleatorio) Una configuracion de celdas de memoria que mantiene
datos para el procesamiento en una unidad central de procesamiento (CPU).
Aleatorio significa que el CPU puede recuperar datos de cualquier direccion dentro
de RAM. También véase Memoria.

(FCRAM) FCRAM es una tecnologia de memoria que esta desarrollando actualmente
Toshiba y Fujitsu. FCRAM no tiene el objetivo de utilizarse como memoria principal
para PC sino que se utilizara en aplicaciones de especialidad, como servidores de
extremo alto, impresoras y sistemas de conmutacion de telecomunicaciones.

(BEDO) La memoria EDO que puede procesar cuatro direcciones de memoria en una
explosion. El rango develocidades de bus es de 50MHz a 66MHz (en comparacion
con los 33MHz para EDO y 25MHz para modo de localizacién rapida).

(SRAM) Un chip de memoria que requiere que la energia retenga el contenido. SRAM
es mas rapida que DRAM, pero es mas cara y ocupa mas espacio. Un uso tipico para
SRAM es la memoria caché.

(1) Rambus, Inc. desarrolla y da licencias de tecnologia de diseno de circuitos y logica
de memoria y alto desemperio y proporciona disefio de productos, disposicion e
informacion de prueba a los duenios de licencias. (2) Direct Rambus es una terminologfa
de memoria de alta velocidad que utiliza un bus estrecho a 16bits (canal de Rambus)
para transmitir datos a velocidades de hasta 800MHz. Véase Canal Rambus.

La segunda generacion de la tecnologia Rambus. Rambus concurrente se ha utilizado
en computadoras con base de graficos televisores digitales y aplicaciones de video
juegos (tal como Nintendo 64, a partir de 1997).

La primera generacion de la tecnologia Rambus se distribuy6 por primera vez en 1995.

La tercera generacion de tecnologia Rambus, que ofrece una arquitectura de DRAM
para PC de alto desempefio. Las transferencias de datos a velocidades de hasta
800MHz en un canal estrecho de 16bits, comparado con el SDRAM actual, que opera
a 100MHz en un bus de 64bits de ancho.
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Una senal de chip de memoria que asegura la direccion de la fila de una ubicacion en
particular en una matriz de fila-columna.

RIMM de continuidad (C-RIMM) Un moédulo de memoria Rambus directo (Direct Rambus) que no contiene

RIMM®

SDRAM

SD (Secure Digital)
Card

SGRAM

SIMM

chips de memoria. C-RIMM proporciona un canal continuo para la sefial. En un
sistema Direct Rambus, los conectores externos se deben llenar con C-RIMMs.

El nombre de marca para el moédulo de la memoria Direct Rambus. Un RIMM se
adapta al factor de forma del DIMM y transfiere 16bits de datos en el momento.

(DRAM sincroénica) Una tecnologia DRAM que utiliza un reloj para sincronizar la
entrada y la salida de senal en un chip de memoria. El reloj se coordina con el reloj
del CPU para que la temporizacion de los chips de memoria la temporizacion del
CPU estén en sincronia. La DRAM sincroénica ahorra tiempo al ejecutar comandos y
transmitir datos, incrementando asi el desempeno general de la computadora.
SDRAM permite que el CPU tenga acceso a la memoria aproximadamente un 25%
mas rapido que la memoria EDO.

Una tarjeta de memoria flash de alta seguridad en tamano miniatura con alta
capacidad, creado por Matsushita Electric (Panasonic), SanDisk y Toshiba. Provee
almacenamiento de datos y acceso I/O en una variedad de dispositivos electronicos.

(Memoria de acceso aleatorio de graficos sincronicos) Memoria de video que incluye
caracteristicas de lectura/escritura especifica de graficos. SGRAM permite que los
datos se recuperen y modifiquen en bloques en lugar de hacerlo individualmente. El
hacerlo en bloques reduce el ntimero de lecturas y escrituras que debe realizar una
memoria e incrementa el desempetio del controlador de graficos.

(Modulo de memoria de linea tunica) Una tarjeta de circuitos impresos que tiene
dispositivos de memoria y contactos de oro o estanio/plomo. Un SIMM se conecta a
un socket de expansion de memoria y de la computadora. Los SIMM ofrecen dos
ventajas principales: Son faciles de instalar y tienen un consumo minimo de
superficie de la tarjeta. Un SIMM montado verticalmente solo requiere una fraccion
del espacio que requiere un DRAM montado horizontalmente. Un SIMM puede tener
desde 30 y hasta 200 pines. En un SIMM, las guias de metal a cada lado de la tarjeta
estan unidas eléctricamente.
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SLDRAM

(Synclink) Un caso obsoleto hoy en dia, SLDRAM tenia una tecnologia de memoria
principal desarrollada por un grupo de doce fabricantes de DRAM como una
alternativa a la tecnologfa Direct Rambus.

Smart card o tarjeta Un dispositivo electronico similar a una tarjeta de crédito que se puede almacenar y
inteligente programar mejorando al mismo tiempo la seguridad. Las aplicaciones incluyen

identificacion, transito masivo y bancos.

SmartMedia (SSFDC) Una tarjeta de memoria flash muy delgada utilizada para almacenar datos en camaras

SO DIMM

SO RIMM

Socket de SIMM

SOJ

SSFDC

s TSOP (Thin, Small-
Outline Package)

Tarjeta del sistema

Tarjeta logica

digitales, PDAs, grabadoras de audio digital y otros dispositivos portatiles.

(Moédulo de memoria en linea dual de disefio pequenio) Una version mejorada de un
DIMM estandar. Un DIMM de disefio pequetio de 72 pines tiene aproximadamente
la mitad de la longitud de un SIMM de 72 pines.

El nombre con marca registrada para un modulo de memoria Direct Rambus en
computadoras portatiles. SO RIMM proporciona un ancho de banda de memoria
comparable a las configuraciones de memoria de las computadoras de escritorio.

Un componente de tarjeta madre que mantiene un solo SIMM.

(Guia ] de disefio pequerio) Una forma comtn de empaque DRAM montado en
superficie. Un SOJ es un empaque rectangular con guias en forma de J en dos
lados largos.

Véase SmartMedia

Una clase de empaque de chip similar a TSOP, pero la mitad del tamano. Su disefio
compacto permite a disefiadores de modulos aniadir mas chips de memoria en el
mismo espacio.

Véase tarjeta madre.

Véase tarjeta madre.
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También conocida como la tarjeta logica, tarjeta principal o tarjeta de la computadora,
la tarjeta madre es la tarjeta principal de la computadora y en la mayoria de los casos
mantiene a todo el CPU, la memoria y/o las funciones de E/S o tiene ranuras de
expansion para ellas.

(PCMCIA Asociacion Internacional de Tarjetas de Memoria de Computadoras
Personales) Una norma que permite la intercambiabilidad de distintos componentes
de computadora en el mismo conector. La norma PCMCIA soporta dispositivos de
entrada-salida, incluyendo la memoria, el fax/modem, el puerto SCSI y los productos
para redes.

Una tecnologia que soporta el bus inverso en los sistemas Direct Rambus. La
informacion se pone en tubos rapidamente en paquetes simultaneos. El controlador
de memoria vuelve a ensamblar los paquetes para la transferencia del bus frontal y la
comunicacion con el procesador.

El tiempo promedio (en nano segundos) para que RAM complete un acceso. El
tiempo de acceso se compone del tiempo y la latencia del inicio de la direccion (el
tiempo que toma en iniciar una solicitud de datos y preparar el acceso).

(Empaque de disefio pequenio delgado) Un empaque DRAM que utiliza guias en
forma de alas de pelicano a ambos lados. TSOP DRAM se monta directamente en la
superficie de un conjunto de tarjetas de circuitos impresos. El paquete TSOP tiene un
tercio de espesor del SOJ. Generalmente, los componentes TSOP se encuentran en un
DIMM de disefio pequeio y memorias en tarjeta de crédito.

El namero de filas de componentes de DRAM que se debe actualizar. Las tres
velocidades comunes de actualizacion son de 2K, 4K y 8K.

(Memoria de acceso aleatorio de video) Memoria de dos puertos (dos puertos de
datos por separado) que se encuentra normalmente en una tarjeta de video o de
graficos. Un puerto se dedica al CRT y actualiza la imagen. El segundo puerto es para
el CPU o el controlador de graficos y cambia los datos de imagen en memoria.
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